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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.
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© 2021 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder entsprechenden
Tochtergesellschaften. Andere Marken kénnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: ProduktibersiCht...........ceviiiiiiiiii i s s s e s e s r e e n e 5
e Y 10 W Y TS U TR USTTR 5
PrOAUKTMEIKMIEIE. ...ttt b bt b s bt b e e bt b e bt b eh e e bt e b et et ettt e s e nb et ane e enes 5

Kapitel 2: Systemmerkmale......... ..o s re e s s s r e r s raan s nnnnnan 6
e E0Ta LAY =T ] 1= ] o ST 6

Kapitel 3: Ansichten und Funktionen des Geh&auses...........cciereimiiirrirerr e e 9
FrONTANSICNT 0BS SYSTEIMS. ... ittt ettt ettt et e et e et st e et e e te e st e eateeae e te e st e etee st e eatesteesteesteeteesteeneesteesaeeneeaes 9
RUCKANSICNT 0BS SYSTEIMS. ...viiiiiieii ittt ettt ettt et e ettt et e st e et e et e e s b e e st e et e et b e e st e ebee st e e st e saeesbesstesbeesbeestssbe et e sbeesteebesren e 18
TR YA =T0 01 a1 SO SPSPSP 20
Quick Resource Locator (QRL) fur das PowerEdge TODO0-SYSTEM.....ccccciieiriiieiiieesiee et 22

L= T o T L= I N o o == o 23
PrOZESSOMMNEIKIMAIE. ...ttt b bbbt b et b e bbb bt e b e b £ e bt b e bt b e bt eb et ebe b ebe b e be b s e e 23

= e U A =T e (07T ] =1 o TSRS 23

Kapitel 5: ArbeitSSPeIiCRer....c..ceiieii i e e e 24
=TS U W (T o =Y (o] T TSRS SRSSRPR 24

L= T o T L= B ST o = 1] 3 - 25
I TSN U 1ol oY= T o] = LT TP 25
g 7] ) 1 1Y SRS 26
0 =] T OSSPSR 26

Kapitel 7: Netzwerk und PCle........c.ciciiiiiimiiiiiirre s rere s s s s s sa s ss s s s sssarasasasasnsnsnssssssnnans 28
UBDBISICNT. ..ottt 28
OCP B.0-UNTEISTULZUNG. 1+ vttt bbb bbb bbbt bbbt bbbt 28

UNTErSTULZEE OCP-KAITEN. ...ttt bbb bbb bbbt ab et b e 29
OCP NIC 3.0 und Rack-Netzwerktochterkarten im VergleiCh.........coooeiieiiireeece e 29
Richtlinien zur Installation VON ErweiterUngSKarTEN..........vviire et neens 30

Kapitel 8: Stromversorgung, thermische Auslegung und Akustikdesign........cccicvmirrmirreirerirerieareeans 35

Lo a a1V To] o U] ol TR RS RRPSS RSP 35
PSU — TECHNISCNE DATEN. ...ttt ettt ettt bbbttt b s et enen e e e enenes 36
THEMMISCNE AUSIEGUNG . .. vttt bbbt bbb bbb bbbt b ettt an et en e 37
TREIMISCNES DESIGN....1vettitetieteiete ettt ettt ettt s e be st et et et e sa e s e e e e st et et et e s et e es e st e aes e e be st e seeseseeaenseneseesennns 37
FA 11| o 1= o o VSOOI 38
AKUSTISCRIES DESIGN. ...ttt b bbb bbb bbb bbbttt n s 38
Akustische ANGabeN fUr POWEIEAQE. ..ottt st se e e be s sesaenas 39
AKUSTISCNE BIGENSCNATTEN. ...ttt bbb et b et s ettt e et et neenenes 47
Akustische Abhangigkeiten des PowerEdge TB50-SYSTEMS.......ccciiririiiirciirece e 49
Methoden zur Reduzierung der akustischen Ausgabe des TO50-SyStEmMS.......ccuvivviiiiriiieire s 49

Inhaltsverzeichnis 3



Kapitel 9: Unterstiitzte Betriebssysteme.........ccccoioiieiiiii i s s s s s s s s s s s s ranmnns 50

Kapitel 10: Dell EMC OpenManage Systems Management...........cccoeiimieiieimiiimiiermirrmrrssrmnn s narannss 51
SEIVEN= UNA GENAUSEMBNATET . ... v teterie ettt etttk b bbbt bbb e bbb s bbb s bbbt eb ket b bbbt es s 52
DEII EMC-KONSOIEN. ...ttt 52
AUTOMATISIENUNGSENADIET ...ttt ettt ettt e et e s ebe e b et e b e et e bt eae st ebe st e be e ereenereeee e anenes 52
Integration mit KONSOIEN VON DITTANDIETEIN.....c.iiiieece ettt st b e sne e nneseene e 52
Verbindungen mit Konsolen VON DrittanbiEterN.........cccciieiiicccesee ettt 52
Dell EMC Dienstprogramme ZUr AKTUBHSIENUNG. ......euvrvrueueririreeeie ettt tesee e sese e eeeseseneeeesesensananas 52
DIl RESSOUITEN. ...ttt 52

Kapitel 11: Anhang A. Zusatzliche technische Daten..........ccovuieiiiiiiiicii e 54
GENAUSEAIDMIESSUNGEN. ...ttt ettt b ettt et st e b s b e s et et et e s e be s e b e s b e s e s b ese et et ebe e ebesaesesbenenresens 54
GEWICIT B SYSTBIMIS.. .ttt ettt ettt et e e et e e e a e et e ea e e s ae e st e s et e sbees b e saeesb e e st e saeesbe e st e ebeesbesstesbeesaessteseneeas 55
Grafik — TECINISCRE DATEN......c.oiiiiieeee ettt ettt et ete b e R et e st et st ete e te st et e s enenneseene e 55
Technische Daten der USB-POrTS........cciiiiiiiiii bbb 55
8 agTel=toTUlaTo <] ol<Te [l T U]l = o HOU SOOI 56

Ubersicht Gber thermische BESCHIANKUNGEN...........c...cveveeeeeesveeeses e 57
Partikel- und gasformige Verschmutzung - TechnisChe Daten.........cccvvviiiiciiiciiiiceicse e 60
Thermische BeSChrankuNGeN TUIN LUTT... ..ottt et eae st ene e aneneas 61

Kapitel 12: Anhang B. Einhaltung von Standards...........ccciiiiimiiiiicrierre s s r s s e 64

Kapitel 13: Anhang C — Weitere ReSSOUINCEN..........ieieuimimiieiiiirm s s s s s s e s m s ma s n s msa s s nmnnns 65

Kapitel 14: Anhang D. Support- und Bereitstellungsservices..........ccccuuiimimiiimiiiiieicrr e 66
B OIS IIUNGSSEIVICES. ..ttt ettt bt b sttt ekttt b ettt b et 66

Dell EMC ProDeploy ENTEIPIISE SUITE......cciiiiiiiiiiiie ettt ettt ea ettt sb e en e ene s 66
Dell EMC ProDeploy fOr HPC ...ttt sttt bbb sttt bbb te b e bbbt ebe st te e 67
Dell EMC — einfache BereitSTOIIUNG. ......vcviiiiici et 67
Dell EMC Server-KonfiguratioNSAIENSTE. .......c.ciiiieeiceiiei sttt ettt sae sttt be e se st e sae s ere s ere e 68
DEll EMC RESIHBNCY SEIVICES. ... ettt ettt ettt ettt e ettt et e et e e e st e e et e st e st e e etesstesttestesseestseesesaesaeestessaesraestnsaeesreans 68
Dell EMC-DatenmigratiONSSEIVICE. ... .ueuveveierireereeeeseatestatesteressesesseseasessaseseasessasesseseasessasessasessesessessasessasessesessessssesaseneas 68
T o] ol T B 1=t ot TSRS RTPRRPRTRPRTPRON 68
Dell TEChNOIOGIES CONSUIING SEINVICES. ....cuteeteiererieteteeeseetereeeeeteteeseseeseseseseeseseseseesese e seesese e sesseseneaesseseseaesaeseneaesessenesens 72
Dell EMC ReMOtE-BEratUNGgSSEIVICES. .....vcveuiirieieiiirietettt stttk 72

Kapitel 15: Dell Financial Services (DFS).....cuuiiimriiiiiirieirreirr s rr s s s s e ra e 73
FleX ON DEMANA (FOD) ...ttt ettt b et s bt e b e ket be b e s e eb et e e be s e be b e be st e s e st e st ebe st ebe b arennas 73
Flex On Demand flr POWEITEAGE-SEIVET.........cciieeie ettt ettt enene s 73

Inhaltsverzeichnis



Produktubersicht

Themen:

*  EinfUhrung
. Produktmerkmale

Einfuhrung

Del™ PowerEdge™ T550 ist der neueste Tower-Server von Dell mit 2 Sockeln, der fir komplexe Workloads mit hochskalierbaren
Arbeitsspeicher-, E/A- und Netzwerkoptionen konzipiert ist. Die Systeme verfugen Uber einen Intel Ice Lake-Prozessor

(Sockel P+ LGA-4189), bis zu 16 DIMMs, PCI Express® (PCle) 4. 0-fahige Erweiterungssteckplatze und eine Auswahl von
Netzwerkschnittstellentechnologien zur Abdeckung von NIC. Bei dem PowerEdge T550 handelt es sich um eine Allzweckplattform fur
anspruchsvolle Workloads und Anwendungen wie Data Warehouses, eCommerce, Datenbanken und High-Performance Computing (HPC).

Produktmerkmale

Das Dell EMC PowerEdge T550-System ist ein Tower-System mit zwei Sockeln. Es unterstitzt bis zu 16 DDR4-DIMM-
Steckplétze, 24 Laufwerke Speicherkapazitdt und ist mit den neuesten Skalierbare Intel Xeon-Prozessoren ausgestattet. Der T550
unterstitzt vollstandiges Lebenszyklusmanagement mit dem OpenManage-Portfolio an Systemverwaltungslésungen, einschliefllich
branchenfihrender Remote-Verwaltung mit iDRAC9 und Lifecycle Controller.

Der Dell EMC PowerEdge T550 verfugt tber die folgenden Merkmale:

Stark optimiertes Luftstromdesign ermdglicht enorme Flexibilitdt bei der Konfiguration und branchenfiihrende Energieeffizienz.
UnterstUtzung von Payload-Daten des vorderen PERC, des Risers, des BOSS-S2, der Riickwandplatine und des iDRAC.
OCP-Zusatzkarte 3.0 (unterstitzt durch x8-PCle-Lanes).

PERC-Frontmodul (fPERC) mit PERC 10.5 und PERC11.

Unterstitzte Netzteile: Platinum 600 W AC/HGU, Platinum 800 W AC/HGU, 1100 W AC/HGU, 1400 W AC/HGU und 2400 W
AC/HGU.
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Themen:

*  Produktvergleich

Systemmerkmale

Produktvergleich

Tabelle 1. Produktvergleich

Funktionen PowerEdge T550 PowerEdge T640

Prozessoren Bis zu zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der | Bis zu zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der
3. Generation mit bis zu 32 Cores pro Prozessor 2. Generation mit bis zu 28 Cores pro Prozessor

Speicher DIMM-Geschwindigkeit DIMM-Geschwindigkeit

e Bis zu 3200 MT/s

Speichertyp

e RDIMM

Speichermodulsteckplatze

o 16 DDR4-DIMM-Steckplatze

e Unterstltzt nur registrierte ECC DDR4-DIMM-
Steckplatze

RAM (Maximum)

e RDIMM1TB

e Biszu 2993 MT/s

Speichertyp

e RDIMM

e LRDIMM

e NVDIMM

Speichermodulsteckplatze

e 24 DDR4-DIMM-Steckplatze (nur 12 NVDIMM)

e UnterstUtzt nur registrierte ECC DDR4-DIMM-
Steckplatze

RAM (Maximum)

e RDIMM 3TB

e [RDIMM 3 TB

e NVDIMM 192 GB

Speicher-Controller

e Interne Controller: PERC H345, PERC H355,
PERC H755, H755N, HBA355i

e Interner Start: Internes Dual-SD-Modul oder
Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-
S2): HWRAID 2 x M.2-SSDs oder USB

Externer Controller (RAID): PERC H840
Externe HBAs (nicht-RAID): HBA355e
Software-RAID: $150

e Interne Controller: PERC H330, H730P, H740P,
HBA330

e Internes Bootsystem: Boot Optimized Storage
Subsystem (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB,
480 GB

e Externer Controller (RAID): H840, SAS-HBA mit
12 Ghit/s

e Software-RAID: S140

600 W DC/240 V
800 W Platinum AC/100-240 V
800 W DC/240 V

Laufwerkschachte Vordere Schéchte: Vordere Schéchte:
e Bis zu 8 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA (HDD), max. e Bis zu 8 oder 18 x 3,5-Z0ll-SAS/SATA
120 1B (Festplattenlaufwerk/SSD), max. 216 TB
16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA (HDD), max. 240 TB | @ Bis zu 16 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA (Festplattenlaufwerk/
24 x 2,5-Z0lI-SAS/SATA SSD), max. 61718
(Festplattenlaufwerk), max. 360 TB o Biszu 32 x 2,5-Z0l-SAS/SATA
e 8x3,5-Z0ll-SAS/SATA (HDD/SAS), max. (Festplattenlaufwerk/SDD), max. 122 TB
120TB e Bis zu 16 x 2,5-Zoll-Laufwerke mit bis zu 8 NVMe,
e 8x3,5-Z0oll-SAS/SATA (HDD) + 8 x 2,5-Zoll- SAS/SSD/NVMe (Festplattenlaufwerk/SSD), max.
NVMe (SSD), max. 240 TB 12718
Netzteile 600 W Platinum AC/100-240 V 495 W Platinum

750 W 240 HGU Platinum
750 W Titanium
1100 W 380 HGU Platinum
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Tabelle 1. Produktvergleich (fortgesetzt)

Funktionen PowerEdge T550 PowerEdge T640
e 1100 W Titanium AC/100-240 V e 1100 W Wechselstrom (Platin)
e 1100 W DC/240 V e 1100 W 48 V Gleichstrom Platinum
e 1100 WDC/-48 V e 1600 W Wechselstrom (Platin)
e 1400 W Platinum AC/100-240 V e 2000 W Wechselstrom (Platin)
e 1400 W DC/240 V e 2400 W Wechselstrom (Platin)
e 2400 W Platinum AC/100-240 V
e 2400 W DC/240V
Kuhlungsoptionen e | uftkihlung e | uftkihlung
Lufter StandardlUfter (STD)/Hochleistungsltifter (HPR) | Bis zu acht Hot-Swap-LUfter
Silver
Bis zu acht Hot-Swap-LUfter
Abmessungen Hohe: 459,0 mm (18,07 Zoll) Hohe: 443,5 mm (17,05 Zoll)
Breite: 200,0 mm (7,87 Zoll) Breite: 304,5 mm (12,00 Zoll)
Tiefe: 680,5 mm (26,79 Zoll) mit Blende Tiefe: 692,8 mm (27,03 Zoll) mit Blende
663,5 mm (28,12 Zoll) ohne Blende 659,9 mm (25,98 Zoll) ohne Blende
Bauweise 5-HE-Tower-Server 5-HE-Tower-Server
Integriertes e DRAC9 e DRAC9
Management e DRAC Direct e DRAC Direct
e DRAC RESTful API with Redfish e iDRAC Service Module
e |DRAC-Service-Handbuch e Quick Sync 2 Wireless-Modul
o Quick Sync 2 Wireless-Modul
@ ANMERKUNG: iDRAC Direct und Quick Sync
2 sind nur als Upsell auf dem T550-System
verflgbar.
Blende Optionale LCD-Blende oder Sicherheitsblende Optionale LCD-Blende oder Sicherheitsblende

OpenManage-Software

OpenManage Enterprise

OpenManage Power Manager-Plug-in
OpenManage SupportAssist-Plug-in
OpenManage Update Manager-Plug-in

e OpenManage Enterprise
e OpenManage Power Center

Mobilitat

OpenManage Mobile

OpenManage Mobile

Integrationen und
Verbindungen

OpenManage OpenManage
Integrations Connections
o BMC TrueSight e |BM Tivoli Netcool/
e Microsoft System OMNIbus
Center e |IBM Tivoli Network
e Red Hat Ansible Manager IP Edition
Modules e Micro Focus
e VMware vCenter Operations Manager
und vRealize Nagios Core
Operations Manager Nagios XI|

OpenManage e |BM Tivoli Netcool/
Integrations OMNIbus
e BMC TrueSight e |BM Tivoli Network
e Microsoft System Manager IP Edition
Center e Micro Focus Operations
e Red Hat Ansible Manager
Modules Nagios Core
e VMware vCenter Nagios Xl

Sicherheit

Gehauseeingriffswarnung
Digital signierte Firmware
Sicherer Start

Secure Erase

Silicon Root of Trust

Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise
oder Datacenter)

Kryptografisch signierte Firmware
Sicherer Start

Secure Erase

Silicon Root of Trust

Systemsperre (erfordert iDRACY Enterprise oder
Datacenter)

o TPM1.2/2.0 (optional)
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Tabelle 1. Produktvergleich (fortgesetzt)

Funktionen PowerEdge T550 PowerEdge T640
e TPM1.2/2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM
2.0 China NationZ
Integrierte NIC 2 x 1 GbE-LOM 2 x 10 GbE

Netzwerkoptionen

OCP x16 Mezz 3.0

GPU-Optionen

Bis zu zwei Accelerators doppelter Breite mit
300 W oder funf Accelerators einfacher Breite mit
70 W

Bis zu vier Accelerators doppelter Breite mit 300 W oder
acht Accelerators einfacher Breite mit 150 W

Gen3-Steckplatz (x8) + Upsell: bis zu 2 PCle-x16
doppelter Breite fur GPU

AnschlUsse AnschlUsse auf der AnschlUsse auf der AnschlUsse auf der Vorderseite
Vorderseite Rickseite e 1x dedizierter iDRAC Micro-USB
Es gibt zwei SKUs: * 1xUsB20 e 1xUSB20
o 1xiDRAC-Ethernet- [e 1x USB 3.0
e Basis: nur Status- Anschluss e 6xUSB2.0/3.0
LED e 1xUSB3.0
o 1xUSB2.0 e 2 x Ethernet
o 1xUSB3.0 o 1xVGA
Upsell: nur Status-LED
und Quick Sync 2
e 1xUSB20
e 1xUSB3.0
e 1xiDRAC Direct-
Port (Micro-AB
USB)
Interner Anschluss: 1x USB 2.0
PCle 3 x PCle-Gen4-Steckplatze (alle x16) + 1 x PCle-

8 x PCle-Gen3-Steckplatze (4 x 8)
8 x Gen3-Steckplatze (4 x 16)

Betriebssystem und
Hypervisors

Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor

Windows Server mit Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

Technische Daten und Details zur Interoperabilitat
finden Sie unter Dell EMC Enterprise-
Betriebssysteme auf der Seite Server, Storage und
Networking auf Dell.com/OSsupport.

Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor

Windows Server LTSC mit Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

e VMware ESXi

Technische Daten und Details zur Interoperabilitat finden
Sie unter Dell EMC Enterprise-Betriebssysteme auf der
Seite Server, Storage und Networking auf Dell.com/
OSsupport.
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Ansichten und Funktionen des Gehauses

Themen:

Frontansicht des Systems

Rickansicht des Systems

Das Systeminnere

Quick Resource Locator (QRL) fur das PowerEdge T550-System

Frontansicht des Systems

Abbildung 1. Frontansicht eines Systems mit 24 x 2,5-Zoll-Laufwerken
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Tabelle 2. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den
Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
()| ANMERKUNG: Dricken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgemaf3 herunterzufahren.
2 Anzeige fur Systemzustand H Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
und System-ID Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
3 Informations-Tag k. A. Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fUr den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.
4 Status-LED-Anzeigen k. A. Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.
Es gibt bis zu fUnf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
5 USB 2.0-Port - Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Geréate an das System anschlief3en.
6 USB 3.0-Port S5 Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.
7 BOSS-S2-Modul (optional) k. A. Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.
8 Laufwerk k. A. Ermaoglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von Ihrem System

unterstUtzt werden.

10
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Abbildung 2. Vorderansicht eines Systems mit 16 x 2,5-Zoll-Laufwerken

Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den
Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
@ ANMERKUNG: Dricken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgemaf3 herunterzufahren.
2 Anzeige fUr Systemzustand i Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
und System-I1D Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
3 Informations-Tag k. A. Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.
4 Status-LED-Anzeigen k. A. Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.

Es gibt bis zu funf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
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Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

o USB 2.0-Fort < Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

6 USB 3.0-Port s Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.

7 BOSS-S2-Modul (optional) k. A. Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.

8 Laufwerk k. A. Ermdglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von lhrem System

unterstUtzt werden.

iy
1
L

Abbildung 3. Vorderansicht eines Systems mit 8 x 3,5-Zoll- + 8 x 2,5-Zoll-Laufwerken

Tabelle 4. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschlisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den

Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
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Tabelle 4. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
@ ANMERKUNG: Drucken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgeméf3 herunterzufahren.
2 Anzeige flr Systemzustand i Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
und System-ID Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter

www.dell.com/poweredgemanuals.

3 Informations-Tag k. A. Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.

4 Status-LED-Anzeigen k. A. Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.
Es gibt bis zu fUnf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.

o USB 2.0-Fort < Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

6 USB 3.0-Port s Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.

7 NVMe-Laufwerke k. A. Ermdglicht das Einsetzen von NVMe-Laufwerken, die von Ihrem System
unterstttzt werden.

8 BOSS-S2-Modul (optional) k. A. Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.

9 Laufwerk k. A. Ermdglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von lhrem System

unterstUtzt werden.

Ansichten und Funktionen des Gehauses
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Abbildung 4. Vorderansicht eines Systems mit 8 x 3,5-Zoll-Laufwerksystemen

Tabelle 5. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den
Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
@ ANMERKUNG: Dricken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgemaf3 herunterzufahren.
2 Anzeige fUr Systemzustand i Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
und System-I1D Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
3 Informations-Tag k. A. Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.
4 Status-LED-Anzeigen k. A. Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.

Es gibt bis zu funf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
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Tabelle 5. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

o USB 2.0-Fort < Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

6 USB 3.0-Port s Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.

7 BOSS-S2-Modul (optional) k. A. Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.

8 Laufwerk k. A. Ermdglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von lhrem System

unterstUtzt werden.

=

Abbildung 5. Vorderansicht eines Systems mit 8 x 3,5-Zoll-Laufwerken (Upsell-Konfiguration)

Tabelle 6. Verfligbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschlisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den

Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
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Tabelle 6. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element

Anschliisse, Felder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

10

Anzeige fur iDRAC Quick
Sync-2 (Wireless)

Informations-Tag

k. A

k. A.

@ ANMERKUNG: Driicken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgeméf3 herunterzufahren.

Quick Sync 2 (Wireless): zeigt ein System mit Quick Sync-Funktion an. Die
Quick Sync-Funktion ist optional. Diese Funktion ermoglicht die Verwaltung
des Systems unter Verwendung von Mobilgeraten und wird als OMM-
Funktion (OpenManage Mobile) bezeichnet. Durch iDRAC Quick Sync 2

in Verbindung mit OpenManage Mobile (OMM) werden hardware- und
firmwarebezogene Bestandsinformationen sowie verschiedene Diagnose- und
Fehlerinformationen auf Systemebene gesammelt, die zur Behebung von
Systemfehlern genutzt werden kénnen. Weitere Informationen finden Sie im
iDRAC-Benutzerhandbuch unter https://www.dell.com/idracmanuals

()| ANMERKUNG: Die iDRAC Quick Sync 2-Anzeige ist nur in bestimmten

Konfigurationen verflgbar.

Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.

Status-LED-Anzeigen

Anzeige fUr Systemzustand
und System-ID

iDRAC Direct-Port (Micro-AB
usB)

USB 2.0-Port

USB 3.0-Port

BOSS-S2-Modul (optional)

Laufwerk

k. A.

Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.
Es gibt bis zu finf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.

-

Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.

k. A.
k. A.

Uber den iDRAC Direct-Port (Micro-AB USB) kénnen Sie auf die iDRAC
Direct Micro-AB-USB-Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie
im https://www.dell.com/idracmanuals.

()| ANMERKUNG: Sie kénnen iDRAC Direct konfigurieren, indem Sie ein
USB-auf-Mikro-USB (Typ AB)-Kabel verwenden, das Sie mit Ihrem
Laptop oder Tablet verbinden kénnen. Die Kabellange darf 0,91 m (3 Fuf3)
nicht Uberschreiten. Die Leistung kann von der Qualitat des Kabels
abhéangen.

Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.

Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.

Ermdglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von lhrem System
unterstitzt werden.

16 Ansichten und Funktionen des Gehauses
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Abbildung 6. Vorderansicht eines Systems mit 8 x 2,5-Zoll-Laufwerksystemen

Tabelle 7. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Netzschalter @) Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den
Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.
@ ANMERKUNG: Dricken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-
konformes Betriebssystem ordnungsgemaf3 herunterzufahren.
2 Anzeige fUr Systemzustand i Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen zu den
und System-I1D Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
3 Informations-Tag k. A. Das Informations-Tag ist eine ausziehbare Platte mit einem Aufkleber, auf
dem Systeminformationen wie die Service-Tag-Nummer, die NIC und die
MAC-Adresse vermerkt sind. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das
sichere Standardpasswort des iDRAC vermerkt.
4 Status-LED-Anzeigen k. A. Hiermit konnen Sie fehlgeschlagene Hardwarekomponenten identifizieren.

Es gibt bis zu funf Status-LEDs und eine allgemeine Systemzustands-LED-
Leiste. Weitere Informationen zu den Status-LED-Anzeigen finden Sie unter
www.dell.com/poweredgemanuals.
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Tabelle 7. Verfligbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Beschreibung

Element Anschliisse, Felder und Symbol
Steckplatze

5 USB 2.0-Port -t

6 USB 3.0-Port "

7 BOSS-S2-Modul (optional) k. A.

8 Laufwerk k. A.

Die USB-Ports sind 4-polig und USB 2.0-konform. Uber diese Ports lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

Die USB-Ports sind 9-polig und 3.0-konform. Uber diese Ports lassen sich
USB-Geréte an das System anschlief3en.

Dieser Steckplatz unterstitzt das BOSS-S2-Modul.

Ermdglicht das Einsetzen von SAS/SATA-Laufwerken, die von lhrem System
unterstitzt werden.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in den Dell EMC PowerEdge T550 Technischen Spezifikationen auf der

Produktdokumentationsseite.

Ruckansicht des Systems

Abbildung 7. Riickansicht des Systems
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Tabelle 8. Riickansicht des Systems

Element

Anschliisse, Bedienfelder Symbol

und Steckplatze

Beschreibung

10

Netzteil (PSU 1)

k. A.

Dies ist das primére Netzteil des Systems. Weitere Informationen
zu den PSU-Konfigurationen finden Sie unter www.dell.com/
poweredgemanuals.

Netzteil (PSU 2)

k. A.

Dieses Netzteil bietet Redundanz fur das System. Weitere Informationen
zu den PSU-Konfigurationen finden Sie unter www.dell.com/
poweredgemanuals.

PCle-Erweiterungskarten-
Steckpléatze (4)

k. A.

Ermdglichen das Anschlief3en von PCI-Express-Erweiterungskarten.

Systemidentifikationstaste

®

Driicken Sie die Systemidentifikationstaste:

e Zur Lokalisierung eines bestimmten Systems innerhalb eines Racks.

e Zum Ein- oder Ausschalten der Systemidentifikation (System-ID).

Um den iDRAC zurlUckzusetzen, driicken Sie die Taste und halten Sie sie

16 Sekunden lang gedriickt.

@ ANMERKUNG:

e Stellen Sie zum Zurlicksetzen des iDRACs mithilfe der System-
ID sicher, dass die Systemidentifikationstaste im iDRAC-Setup
aktiviert ist.

e Wenn das System beim POST nicht mehr reagiert, betatigen
Sie die Systemidentifikationstaste, und halten Sie sie langer
als funf Sekunden gedriickt, um den BIOS-Progress-Modus zu
aktivieren.

VGA-Anschluss

OCP-NIC-Port (optional)

USB-Anschltsse (2)

Dedizierter iDRAC-
Anschluss

NIC-Ports (2)

NIC-Anschlusse (1)

iDRAC

Ermoglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.

Dieser Port unterstitzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der
Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.

Diese Anschlusse sind USB-Typ-A-konform.

Uber diesen RJ-45-Port kénnen Sie remote auf den iDRAC zugreifen.
Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf
www.dell.com/poweredgemanuals.

Die auf der Systemplatine integrierten NIC-Anschlisse stellen eine
Netzwerkverbindung bereit. Diese NIC-Ports kénnen auch mit iDRAC
gemeinsam genutzt werden, wenn die iDRAC-Netzwerkeinstellungen auf
den freigegebenen Modus eingestellt sind.

Die auf der Systemplatine integrierten NIC-Anschlisse stellen eine
Netzwerkverbindung bereit. Diese NIC-Ports kénnen auch mit iDRAC
gemeinsam genutzt werden, wenn die iDRAC-Netzwerkeinstellungen auf
den freigegebenen Modus eingestellt sind.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in den Dell EMC PowerEdge T550 Technischen Spezifikationen auf der
Produktdokumentationsseite.
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Das Systeminnere

10

Abbildung 8. Systeminneres fiir 24 x 2,5-Zoll-Konfiguration

1. Bandsicherungslaufwerk 2. Kihlungslufter

3. Eingriffschalter 4. Stromzwischenplatine
5. Kabelhalteklammer 6. Netzteil1

7. OCP-Kuhlgeh&use 8. Hauptplatine

9. Luftergehduse 10. 2,5-Zoll-Laufwerkschacht
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Abbildung 9. Systeminneres fiir 8 x 3,5- + 8 x 2,5-Zoll-Konfiguration

1. Bandsicherungslaufwerk 2. Kuhlungslufter

3. Eingriffschalter 4. Stromzwischenplatine
5. GPU-Kartenhalter 6. GPU-Riser

7. Netzteil 1 8. OCP-Karte

9. Hauptplatine 10. Liftergehduse

1. PERC-Frontmodul
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Quick Resource Locator (QRL) fur das PowerEdge
T550-System

Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PET550

Abbildung 10. Quick Resource Locator (QRL) fiir das PowerEdge T550-System
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Themen:

Prozessor

. Prozessormerkmale

Prozessormerkmale

Die skalierbaren Xeon®-Prozessoren der 3. Generation sind ein Angebot filr Rechenzentrumsprozessoren der néchsten Generation
mit den neuesten Funktionen, einer erhdhten Leistung und inkrementellen Speicheroptionen. Diese neue Generation skalierbarer Xeon-
Prozessoren bietet Unterstitzung fir die Nutzung von Einstiegsdesigns auf Basis von Intel Xeon Silver-Prozessoren bis hin zu erweiterten

Funktionen,

die bei den neuen Intel Xeon Platinum-Prozessoren angeboten werden.

Im Folgenden werden die Funktionen und Merkmale der bevorstehenden 3. Generation von skalierbaren Intel Xeon®-Prozessoren

aufgelistet:

Schnellere UPI mit 3 Intel Ultra Path Interconnect (Intel UPI) bei 11,2 GT/s (unterstitzt in den Optionen Gold und Platinum)
Mehr, schnellere E/A-Vorgéange mit PCl Express 4 und bis zu 64 Lanes (pro Sockel) bei 16 GT/s

Verbesserte Speicherleistung mit Unterstitzung fir DIMMS mit bis zu 3200 MT/s

Hoéhere Arbeitsspeicherkapazitét mit bis zu acht Kanélen und Unterstitzung fir DDR4-DIMMSs mit bis zu 256 GB

Unterstiitzte Prozessoren

Tabelle 9. Unterstiitzte Prozessoren
Schicht | Proz Taktrate | Cache UPI Kerne Threads | Turbo Speiche | Speiche | BPS TDP
(GHz2) (MB) (GT/s) rgeschw | rkapazit | aktiviert
indigkeit | at
(MT/s)

Gold 6338 2 36 12 32 64 Turbo 3.200 67TB Y 205 W
Gold 6338T 2,1 48 12 32 64 Turbo 3.200 67TB Y 165 W
Gold 6326 2,8 24 1,2 16 32 Turbo 3.200 67TB Y 185 W
Gold 6314U 2.3 48 1,2 32 64 Turbo 3.200 67TB Y 205 W
Gold 6312U 24 36 1,2 24 48 Turbo 3.200 6718 Y 185 W
Gold 5320 2.2 39 1,2 26 52 Turbo 2.933 6718 Y 185 W
Gold 53207 2,1 30 12 20 40 Turbo 2.933 67TB Y 150 W
Gold 5318S 2 36 12 24 48 Turbo 2.933 6TB Y 165 W
Gold 5317 28 18 1,2 12 24 Turbo 2.933 67TB Y 150 W
Silver 4316 2.3 30 10,4 20 40 Turbo 2666 6718 N 150 W
Silver 4314 2.3 24 10,4 16 32 Turbo 2666 6718 Y 135 W
Silver 4310 2,1 18 10,4 12 24 Turbo 2666 6718 N 120 W
Silver 43107 2.3 15 104 10 20 Turbo 2666 6TB N 105 W
Silver 4309Y 2.6 12 10,4 8 16 Turbo 2666 6TB N 105 W
Platin 8352M  |2.3 48 1,2 32 64 Turbo 3.200 67TB Y 185 W
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Arbeitsspeicher

Themen:

e Unterstltzter Speicher

Unterstutzter Speicher

In der folgenden Tabelle sind die von der Plattform unterstitzten Speichertechnologien aufgelistet.

Tabelle 10. Unterstiitzte Speichertechnologien

Funktion T550 (DDRA4)

DIMM-Typ RDIMM

Ubertragungsrate 2933 MT/s und 3200 MT/s
Spannung 1,2V (DDR4)

In der folgenden Tabelle sind die beim Start des T550-Systems unterstitzten DIMMs aufgefthrt. Aktuelle Informationen zu unterstitzten
DIMMs finden Sie im Memory NDA Deck. Informationen tber die Arbeitsspeicherkonfiguration finden Sie im Installations- und Service-
Handbuch fir das Dell EMC PowerEdge T550-System unter www.dell.com/poweredgemanuals.

Tabelle 11. Arbeitsspeicher — Technische Daten

DIMM-Kapazitat DIMM-N g Geschwindigkeit
-Nennspannung un
DIMM-Typ | DIMM-Rank | gizelprozes | Zwei unterstiitzte Geschwindigkeit | Einzelprozes Zwei
sor Prozessoren sor Prozessoren
8GB 16 GB DDR4 (1,2 V), 3.200 3.200 2.933
Single-Rank
16 GB 32 GB DDR4 (1,2 V), 3.200 3.200 2.933
RDIMM
16 GB 32 GB DDRA4 (1,2 V), 3.200 3.200 2.933
Zweifach
32 GB 64 GB DDR4 (1,2 V), 3.200 3.200 2.933
Tabelle 12. Speichermodulsockel
Speichermodulsockel Geschwindigkeit
16, 288-polig 3200 MT/s, 2933 MT/s
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Themen:

. Laufwerkrtckwandplatine
. PERC-Controller
e Speicher

Laufwerkruckwandplatine

Speicher

Hier sind die unterstiitzten Laufwerkriickwandplatinen aufgefthrt. Die Unterstitzung héngt von der jeweiligen Konfiguration des Systems

ab:

Tabelle 13. Unterstiitzte Riickwandplatinenoptionen

System-

Unterstiitzte Laufwerkoptionen

PowerEdge T550

8 x 2,5-Z0ll-SAS/SATA-RUckwandplatine

8 x 3,5-Z0ll-SAS/SATA-RUckwandplatine

Abbildung 11. 3,5-Zoll-Laufwerkriickwandplatine

1. BP_PWR_1
2. BP_SIG
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Abbildung 12. 2,5-Zoll-Laufwerkriickwandplatine

1. BP_PWR_CTRL
3. BP_PWR_1

PERC-Controller

Die Dell EMC PowerEdge RAID-Controller (PERC)-Produktreihe der Controller der Enterprise-Klasse wurde speziell flr verbesserte
Leistung, héhere Zuverlassigkeit und bessere Fehlertoleranz konzipiert. PERC-Controller vereinfachen zudem die Verwaltung, indem sie
eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Lésung zur Erstellung einer stabilen Infrastruktur und zur Maximierung der Serververflgbarkeit

bieten.

2. BP_SIG
4. BP_DST

Tabelle 14. Unterstiitzte PERC-Controller

Leistungsstufe

Beschreibung

Einstieg S150 (SATA) SW RAID SATA
Value H355, H345, HBA355i, HBA355¢
Leistung H755, H755N

Erstklassige Leistung H840

@ ANMERKUNG: Der Software-RAID-Controller S150 wird entweder auf SATA-Laufwerken mit Rickwandplatinen mit Nur-SATA-
Chipsatz oder auf NVMe-Laufwerken in universellen Steckplatzen mit Uber direktes PCle-Kabel mit dem Prozessor verbundener
Rickwandplatine unterstitzt.

Speicher

Tabelle 15. Unterstiitzte Laufwerke — SAS, SATA und NVMe

Formfakt | Typ Gesc | Drehzahl Kapazitaten
or hwin
digk
eit
2,5 Zall SATA- |6Gb |k A 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
SSD psS
SAS 12 Gb | 10.000 600 GB, 1,2 TB, 24 TB
ps
SAS 12 Gb | 15.000 900 GB
o]

26 Speicher




Tabelle 15.

Unterstitzte Laufwerke — SAS, SATA und NVMe (fortgesetzt)

Formfakt | Typ Gesc | Drehzahl Kapazitaten
or hwin
digk
eit
SAS- 12 Gb | k. A. 480 GB, 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB
SSD ps
2,5 Zoll NVMe- | Gen4 | k. A. 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB
(U.2) SSD
NVMe- | Gen3 | k. A. 375 GB, 400 GB, 750 GB, 800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68
SSD B
3,5-Z0ll SATA 6 Gb |7.200 27TB,4TB,8TB,12TB,16 TB
o
SAS 12 Gb | 7.200 27TB,4TB,8TB,12TB,16 TB
o]
M.2 SATA- |6GB |k A 240 GB, 480 GB
SSD
uSD k. A. k.A. |uSD 16 GB, 32 GB, 64 GB

Speicher
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Netzwerk und PCle

Themen:

+  Ubersicht
*«  OCP 3.0-Unterstlutzung
*  Richtlinien zur Installation von Erweiterungskarten

Ubersicht

PowerEdge bietet eine Vielzahl von Optionen, mit denen Informationen zu und von Servern verschoben werden kénnen. Die besten
Technologien der Branche werden ausgewahlt und es werden Systemverwaltungsfunktionen von Partnern der Firmware fiir eine
Verbindung mit iDRAC hinzugefigt. Diese Adapter werden strengen Tests unterzogen, um eine sorgenfreie, vollstédndig unterstiitzte
Verwendung in Dell Servern zu gewahrleisten.

Die Server-Adapter-Matrix fur PowerEdge im Wissensportal ist die zentrale Quelle fur Informationen zu PowerEdge NIC, HBA und HCA.
Die Matrix umfasst:

Teilenummern, verknUpfte SKUs und Kunden-Kits
Serverkompatibilitdt und -unterstiitzung
Unterstutzung fur Optik und Kabel
Systemverwaltung

Adapterfunktionen

Links zum technischen Datenblatt

Dieses Dokument wird laufend aktualisiert. Stellen Sie daher sicher, dass Sie es mit einem Lesezeichen versehen, statt eine Offlinekopie
herunterzuladen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

@ ANMERKUNG: Dies ist ein direkter Link zum Herunterladen einer XLSX-Datei und wird méglicherweise nicht wie erwartet in einer
Registerkarte im Browser getffnet.

OCP 3.0-Unterstiutzung

Tabelle 16. Liste der OCP 3.0-Funktionen und -Merkmale

Funktion OCP 3.0
Bauweise SFF
PCle Gen Gen4
Max. PCle-Breite x16

Max. Anzahl der Anschlisse 4

Port-Typ BT/SFP/SFP+/SFP28/SFP56
Maximale Portgeschwindigkeit 100 GbE

NC-SI Ja

SNAPI Ja

WolL Ja

Stromverbrauch 15-150 W
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Unterstitzte OCP-Karten

Tabelle 17. Unterstiitzte OCP

Bauweise Hersteller Port-Typ Portgeschwindigkeit Portanzahl
OCP 3.0 Intel SFP+ 10 GbE 2
OCP 3.0 Broadcom BT 1GbE 4
OCP 3.0 Broadcom BT 10 GbE 2
OCP 3.0 Broadcom SFP28 25 GbE 2
OCP 3.0 Broadcom SFP28 25 GbE 4
OCP 3.0 Broadcom SFP+ 10 GbE 2
OCP 3.0 QLogic BT 10 GbE 2
OCP 3.0 QLogic SFP+ 10 GbE 2
OCP 3.0 QLogic SFP28 25 GbE 2
OCP 3.0 Intel BT 1GbE 4
OCP 3.0 Intel BT 10 GbE 2
OCP 3.0 Intel SFP+ 10 GbE 4
OCP 3.0 Intel SFP28 25 GbE 2
OCP 3.0 Mellanox SFP28 25 GbE 2
OCP 3.0 SolarFlare SFP28 25 GbE 2
OCP 3.0 SolarFlare SFP28 25 GbE 2

OCP NIC 3.0 und Rack-Netzwerktochterkarten im Vergleich

Tabelle 18. OCP 3.0-, 2.0- und rNDC-NIC im Vergleich

Bauweise Dell rNDC OCP 2.0 (LOM Mezz) |OCP 3.0 Anmerkungen

PCle Gen 3. Generation 3. Generation Gen4 Unterstutzte OCP3 sind
SFF (Small Form Factor)

Max. PCle-Lanes x8 Bis zu x16 Bis zu x16 Siehe
Serversteckplatzprioritat-
Matrix

Gemeinsam genutztes Ja Ja Ja Dies ist iIDRAC-Port-

LOM Umleitung

AUX-Stromversorgung Ja Ja Ja Verwendet fur
gemeinsam genutztes
LOM

OCP-Formfaktoren
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Abbildung 13. OCP 3.0-Formfaktor fiir kleine Karten (LS)

Tabelle 19. OCP 3.0 Funktionsliste

Funktionen OCP 3.0
Bauweise SFF und LFF
PCle Gen Gen4

Max. PCle-Breite X16

Max. Anzahl der Anschliisse 4

Port-Typ BT/SFP/SFP+/SFP28/SFP56
Maximale Portgeschwindigkeit 100Gbe

NC-SI Ja

SNAPI Ja

Wol Ja

Stromverbrauch 15 W-150 W

Richtlinien zur Installation von Erweiterungskarten

Tabelle 20. Unterstiitzte Riser-Konfigurationen

Konfigurationstyp | Riser- | Prozessoren |x16 x16 x16 x16 x4 PCH- x16
Konfigu Prozessor 1 |Prozess |Prozess | Prozessor 2 |Steckplatz5 |Prozessor 1
ration Steckplatz1 |or 2 or2 Steckplatz4 | (FHHL) Steckplatz 6
(FHFL) Steckpl | Steckpl | (FHHL) (FHHL)
atz 2 atz 3
(FHFL) | (FHFL)
CO k. A. 2 0 0 1 1 1 1
CO-1 k. A. 1 0 0 0 0 1 1
C1 1x 2 1 0 1 1 1 1
GPU-
Riser
C1-1 1x 1 1 0 0 0 1 1
GPU-
Riser
C2 2 x 2 1 1 1 1 1 1
GPU-
Riser
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Tabelle 21. Konfigurationstyp CO

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FPERC 10.15 H345 Intern 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Intern 2
FPERC 11 H755N Intern 1
FPERC 11 H755 Intern 2
FPERC HBA11 HBA355i Intern 2
FPERC 11 H355 Intern 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 4,6,3 3
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |4, 6, 3 3
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |4, 6, 3 3
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |4, 6, 3,5 4
OCP 25 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Intern 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Intern 1
PCle-SSD Gen3: Intel 4,6,3,5 4
PCle-SSD Gen4: Samsung |4, 6, 3 3
GPU: Nvidia T4 4,6,3 3
Serielles Anschlussmodul: | 5 1
Inventec

Externer Adapter Foxconn |4, 6, 3 3
H840

Externer Adapter Foxconn |4, 6, 3 3
HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1

Tabelle 22. Konfigurationstyp C0-1

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FPERC 10.15 H345 Intern 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Intern 2
FPERC 11 H755N Intern 1
FPERC 11 H755 Intern 2
FPERC HBA11 HBA355i Intern 2
FPERC 11 H355 Intern 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 6 1
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |6 1
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel | 6 1
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Tabelle 22. Konfigurationstyp C0-1 (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |6, 5 2
OCP 25 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Intern 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Intern 1
PCle-SSD Gen3: Intel 6,5 2
PCle-SSD Gen4: Samsung | 6, 5 2
GPU: Nvidia T4 6 1
Serielles Anschlussmodul: 5 1
Inventec

Externer Adapter Foxconn |4, 6,3 3
H840

Externer Adapter Foxconn |4, 6, 3 3
HBA3b55e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1

Tabelle 23. Konfigurationstyp C1

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FPERC 10.15 H345 Intern 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Intern 2
FPERC 11 H755N Intern 1
FPERC 11 H755 Intern 2
FPERC HBA11 HBA355i Intern 2
FPERC 11 H355 Intern 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,4,6,3 4
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago [1,4, 6,3 4
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1,4, 6, 3 4
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel  |1,4, 6, 3,5 5
OCP 25 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Intern 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Intern 1
PCle-SSD Gen3: Intel 1,4,6,35 5
PCle-SSD Gen4: Samsung | 1,4, 6, 3 4

GPU: Nvidia A10, A30, A40

1
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Tabelle 23. Konfigurationstyp C1 (fortgesetzt)

HBA355e

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
GPU: Nvidia T4 1,4,6,3 4

Serielles Anschlussmodul: | 5 1

Inventec

Externer Adapter Foxconn |1, 4, 6, 3 4

H840

Externer Adapter Foxconn |1, 4, 6, 3 4

HBA355e

Externer Adapter Foxconn |6 1

Tabelle 24. Konfigurationstyp C1-1

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FPERC 10.15 H345 Intern 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Intern 2
FPERC 11 H755N Intern 1
FPERC 11 H755 Intern 2
FPERC HBA11 HBA355i Intern 2
FPERC 11 H355 Intern 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,6 2
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago |1, 6 2
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1, 6 2
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel |1, 6,5 3
OCP 25 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Intern 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Intern 1
PCle-SSD Gen3: Intel 1,6,5 3
PCle-SSD Gen4: Samsung |1, 6 2
GPU: Nvidia A10, A30, A40 |1 1
GPU: Nvidia T4 1,6 2
Serielles Anschlussmodul: | 5 1
Inventec

Externer Adapter Foxconn |1, 6 2
H840

Externer Adapter Foxconn |1, 6 2
HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1
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Tabelle 25. Konfigurationstyp C2

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
FPERC 10.15 H345 Intern 2
PERC/HBA 10.15G H745 | Intern 2
FPERC 11 H755N Intern 1
FPERC 11 H755 Intern 2
FPERC HBA11 HBA355i Intern 2
FPERC 11 H355 Intern 2
NIC 25 Gb: Broadcom, 1,2,4,6,3 5
Intel, Mellanox

HBA: FC16: Qlogic, Avago [1,2,4, 6,3 5
NIC 10 Gb: Broadcom, Intel |1, 2, 4, 6, 3 5
NIC 1 Gb: Broadcom, Intel  [1,2,4,6,3,5 6
OCP 25 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 10 Gb: Broadcom, Intern 1
Intel, Mellanox

OCP 1 Gb: Broadcom, Intel, | Intern 1
Mellanox

BOSS S2: Inventec Intern 1
PCle-SSD Gen3: Intel 1,2,4,6,35 6
PCle-SSD Gen4: Samsung | 1,2, 4, 6,3 5
GPU: Nvidia A10, A30, A40 |1, 2 2
GPU: Nvidia T4 1,2,4,6,3 5
Serielles Anschlussmodul: | 5 1
Inventec

Externer Adapter Foxconn |1, 2,4, 6, 3 5
H840

Externer Adapter Foxconn [1,2,4, 6,3 5
HBA355e

aPERC HBA11 HBA355i 6 1
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Stromversorgung, thermische Auslegung und
Akustikdesign

PowerEdge-Server verfligen Uber zahlreiche Sensoren, mit deren Hilfe die thermische Aktivitat automatisch verfolgt wird. Dies hilft dabei,
die Temperatur und somit auch die Servergerdausche und den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Tabelle unten enthalt eine Liste der
Tools und Technologien, die von Dell angeboten werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhdéhen:

Themen:

e Stromversorgung
¢ Thermische Auslegung
*  Akustikdesign

Stromversorgung

Tabelle 26. Leistungsstarke Tools und Technologien

Funktion Beschreibung

Netzteilportfolio Das PSU-Portfolio von Dell umfasst intelligente Funktionen wie die dynamische Optimierung der
Effizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Verflgbarkeit und Redundanz. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt ,Netzteile®.

Tools fur die richtige Enterprise Infrastructure Planning Tool (EIPT) ist ein Tool, mit dem die effizienteste Konfiguration
Dimensionierung ermittelt werden kann. Dell EIPT kann den Stromverbrauch von Hardware, Energieinfrastruktur und
Speicherkonfiguration fur bestimmte Workloads berechnen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.dell.com/calc.

Branchenstandards Die Server von Dell sind mit allen relevanten Branchenzertifizierungen und -richtlinien konform,
einschlief3lich 80 PLUS, Climate Savers und ENERGY STAR.

Prézise Energietiberwachung Die Verbesserungen der PSU-StromUberwachung umfassen folgende:

e Die Prazision der Energieliberwachung von Dell betrégt derzeit 1 %, wahrend der Branchenstandard
5 % betragt.
Genaueres Energie-Reporting
Bessere Leistung bei einer Strombegrenzung

Strombegrenzung Verwenden Sie das Systemmanagement von Dell, um die Strombegrenzung fir lhre Systeme
festzulegen und die Ausgangsleistung eines Netzteils einzuschrénken und so den Stromverbrauch des
Systems zu reduzieren. Dell ist der erste Hardwareanbieter, der Intel Node Manager fur das schnelle
Setzen von Obergrenzen fir Schutzschalter nutzt.

Systemverwaltung iDRAC Enterprise und Datacenter bietet Management auf Serverebene zur Uberwachung, Meldung und

Steuerung des Stromverbrauchs auf Prozessor-, Arbeitsspeicher- und Systemebene.

Dell OpenManage Power Center erméglicht die Gruppenenergieverwaltung auf Rack-, Zeilen-
und Rechenzentrumsebene flr Server, Stromverteilungseinheiten und unterbrechungsfreie
Stromversorgungen.

Aktives Energiemanagement Intel Node Manager ist eine integrierte Technologie, die individuelles Strom-Reporting sowie

Strombegrenzungsfunktionen auf Serverebene bereitstellt. Dell bietet eine vollstandige, aus Intel
Node Manager-Zugriff Uber Dell iDRAC9 Enterprise und OpenManage Power Center bestehende
Energiemanagementldsung, die ein Policy-basiertes Management von Strom und Temperatur auf
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Tabelle 26. Leistungsstarke Tools und Technologien (fortgesetzt)

Funktion

Beschreibung

Ebene der einzelnen Server, Racks und Rechenzentren ermdglicht Die Hot-Spare-Technologie
reduziert den Stromverbrauch durch redundante Stromversorgung. Die Temperaturregelung Uber die
Geschwindigkeit optimiert die thermischen Einstellungen fur Ihre Umgebung, um den Liftereinsatz zu
reduzieren und den Stromverbrauch des Systems zu senken.

Durch die Leerlaufleistung kdnnen Dell Server im Leerlauf genauso effizient betrieben werden wie bei
voller Last.

Frischluftkidhlung

Weitere Informationen finden Sie unter ,ASHRAE A3/A4 Temperaturbeschrénkung”.

Rack-Infrastruktur

Dell bietet einige der branchenweit effizientesten Energieinfrastrukturldsungen, darunter folgende:
e Stromverteilungseinheiten (PDUs)

e Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

e Energy Smart-Einhausungs-Rack-Gehause

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/power-and-
cooling.htm.

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge T550-System unterstitzt bis zu zwei Wechselstromnetzteile.

Tabelle 27. PSU - Technische Daten

Netzteil Klasse | Warm |Frequenc | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstrom | Strom
eabga |y — (DC)
be (Speicher Hohe Niedrige
(maxi | taktrate) Netzspannun | Netzspannun
mal) g 200-240V |g100-120 V
600 W im Platin 2250 B 100-240 V, 600 W 600 W k. A. 71-3,6 A
gemischten TU/h autom.
Modus 50/60 Hz Bereichseinstellu
ng
k. A 2250 B 240V k. A k. A 600 W 29A
TU/h Gleichstrom,
k. A. autom.
Bereichseinstellu
ng
800 W im Platin 3.000 100-240 V, 800 W 800 W k. A 9,2-4,7 A
gemischten BTU/h autom.
Modus 50/60 Hz Bereichseinstellu
ng
k. A. 3.000 240V k. A. k. A. 800 W 3,8 A
BTU/h Gleichstrom,
k. A autom.
Bereichseinstellu
ng
1100 W k. A. 4265 B KA -48 'V k. A. k. A. 100 W 27 A
Gleichstrom TU/h o Gleichstrom
1100 Wim Titan 4100 B 100-240V, 100 W 1050 W k. A. 12-6,3 A
gemischten TU/h autom.
Modus 50/60 Hz Bereichseinstellu
ng
k. A. 4100 B 240 V k. A. k. A. 100 W 5,2A
TU/h k. A. Gleichstrom, Gleichstrom
autom.
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Tabelle 27. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Bereichseinstellu
ng

Netzteil Klasse |Warm | Frequenc | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstrom | Strom
eabga |y — (DC)
be (Speicher Hohe Niedrige
(maxi | taktrate) Netzspannun | Netzspannun
mal) g 200-240V |g100-120 V
Bereichseinstellu
ng
1400 W im Platin 5.250 100-240V, 1400 W 1050 W k. A. 12-8 A
gemischten BTU/h autom.
Modus 00760 Hz Bereichseinstellu
ng
k. A. 5.250 240V k. A. k. A. 1400 W 6,6 A
BTU/h Gleichstrom,
k. A autom.
Bereichseinstellu
ng
2.400 W im Platin 9000 B 100-240V, 2400 W 1400 W k. A. 16-13,5 A
gemischten TU/h autom.
Modus 50760 Hz Bereichseinstellu
ng
k. A. 9000 B 240V k. A. k. A. 2400 W M2A
TU/h Gleichstrom,
k. A autom.

@ ANMERKUNG: Dieses System ist auf3erdem fiir den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Auf3enleiterspannung von hdchstens
240 V konzipiert.

@ ANMERKUNG: Die Warmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Aufristen der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor
unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu prifen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.

Thermische Auslegung

PowerEdge-Server verflgen Uber zahlreiche Sensoren, mit deren Hilfe die thermische Aktivitat automatisch verfolgt wird. Dies hilft dabei,
die Temperatur und somit auch die Servergerdusche und den Energieverbrauch zu reduzieren.

Thermisches Design

Durch die Temperatursteuerung der Plattform kann eine hohe Performance mit der richtigen Kihlung fir Komponenten mit den

geringstmdglichen Luftergeschwindigkeiten erzielt werden. Dies erfolgt Gber einen grof3en Bereich von Umgebungstemperaturen von

10 ©C bis 35 ©C (50 ©F bis 95 °F) und in erweiterten Umgebungstemperaturbereichen.
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*«Compeonenthardware reliability remains the top thermal priority.
1. Reliability +» System thermal architectures and thermal control algorithms are designedto
ensure there are no tradeoffs in systemlevel hardware life.

+Performance and uptime are maximized through the development of ccoling
solutions that meet the needs of even the densest of hardware configurations.

2. Performance

+15G servers are designed with an efficientthermal solution to minimize power
and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments.

+Dell's advanced thermal control algerithms enable minimization of system fans
speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.

3. Efficiency

« System management settings are provided such that customers have options to

4. Management customize for their unique hardware, environments, and/or workloads.

«Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture
5. Forward solutions are robust to scale to new components that historically would have
Compatibility otherwise required firmware updatesto ensure proper cooling.

+The frequency of required firmware updates is thus reduced.

Abbildung 14. Thermische Designmerkmale

Die thermische Auslegung des PowerEdge T550-Systems umfasst Folgendes:

Optimierte thermische Auslegung: Das Systemlayout ist auf eine optimale thermische Gestaltung ausgelegt.
Die Komponentenplatzierung und das Layout des Systems sind darauf ausgerichtet, eine hochstmadgliche Bellftung wichtiger
Komponenten bei einem moglichst geringen Stromverbrauch der Lifter zu erreichen.

e Umfassende Temperatursteuerung: Das System fiir die Temperatursteuerung regelt die Liftergeschwindigkeit basierend auf mehreren
verschiedenen Rickmeldungen von Temperatursensoren aller Systemkomponenten sowie dem Inventar der Systemkonfigurationen.
Die Temperaturberwachung umfasst Komponenten wie Prozessoren, DIMMSs, Chipsatz, die Umgebung der Einlassluft,
Festplattenlaufwerke und OCP.

e Steuerung der Luftergeschwindigkeit bei offenen und geschlossenen Regelkreisen: Fir die Temperatursteuerung bei offenem
Regelkreis wird die Systemkonfiguration verwendet, um die Liuftergeschwindigkeit basierend auf der Temperatur der Einlassluft
festzulegen. Bei der Methode fur die thermische Steuerung bei geschlossenen Regelkreisen werden Feedback-Temperaturen
verwendet, um die richtige LUftergeschwindigkeit dynamisch zu bestimmen.

e Nutzerkonfigurierbare Einstellungen: Angesichts der Erkenntnis, dass jeder Kunde spezielle Rahmenbedingungen und Erwartungen an
das System hat, haben wir in dieser Generation von Servern beschrankte nutzerkonfigurierbare Einstellungen eingefihrt, die sich auf
dem Bildschirm fur das iDRAC BIOS-Setup befinden. Weitere Informationen finden Sie im Dell EMC PowerEdge T550 Installations- und
Service-Handbuch unter www.dell.com/poweredgemanuals und in ,Advanced Thermal Control: Optimizing across Environments and
Power Goals” auf Dell.com.

e |Ufterredundanz: Das T550-System mit > 4 LUftern ermoglicht N+1-LUfterredundanz, was einen Dauerbetrieb bei Ausfall eines Liifters
im System zulasst.

e Umgebungsbedingungen: Die optimierte thermische Verwaltung sorgt fir die Zuverlassigkeit des T550-Systems in einer Vielzahl von
Betriebsumgebungen.

Akustikdesign

Akustisches Design

Dell EMC PowerEdge bietet Klangqualitdt und eine reibungslose transiente Reaktion, zusatzlich zu den Schallleistungspegeln und den
Schalldruckpegeln, die sich an den Bereitstellungsumgebungen orientieren.

Die Klangqualitat beschreibt, wie stérend oder angenehm eine Person einen Klang findet, in Abhangigkeit von einer Vielzahl von
psychoakustischen Messgrof3en und Schwellenwerten. Das Hervortreten von Tonen ist eine dieser Messgrof3en.

Das Einschwingverhalten bezieht sich auf die Art und Weise, wie sich der Ton &ndert.
Schallleistungspegel, Schalldruckpegel und Lautstérke beziehen sich auf die Amplitude des Tons.

In der Tabelle unten finden Sie eine Referenz fir den Vergleich der Schalldruckpegel und der Lautstarke fur haufige Gerduschquellen.
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Tabelle 28. Akustische Referenzpunkte und Ausgabevergleiche

Wert, gemessen am Ohr

Aquivalent fiir Gerauscherfahrung

LpA, dBA, beziiglich 20puPa Lautstarke, Sones

90 80 Lautes Konzert

75 40 Rechenzentrum, Staubsauger — Stimme
muss angehoben werden, um sich Gehor zu
verschaffen

60 10 Konversationsebenen

45 4 Flustern, offenes Blrolayout, normales
Wohnzimmer

35 2 Leises Buro

30 1 Ruhige Bibliothek

20 0 Tonstudio

Weitere Informationen zum akustischen Design und den Messgréf3en von PowerEdge finden Sie unter Grundlegende Informationen zu

akustischen Daten und Ursachen von Gerduschen fur Dell Enterprise-Produkte.

Akustische Angaben fur PowerEdge

Weitere Informationen zu den akustischen Angaben finden Sie unter ENG0019663. (Siehe Kategoriedefinitionen.)

Dell kategorisiert Server in der Regel in finf Kategorien von akustisch akzeptabler Nutzung:

Kategorie 1: auf Tischplatte in Buroumgebung
Kategorie 2: auf dem Boden in Biroumgebung

Kategorie 3: Verwendung in Gemeinschaftsraum

Kategorie 4: beaufsichtigtes Rechenzentrum
Kategorie 5: unbeaufsichtigtes Rechenzentrum

Kategorie 1: auf dem Boden in Buroumgebung

Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt auf einer Tischplatte in einer Buroumgebung verwendet werden soll, z. B.
auf einem Schreibtisch auf Kopfhdhe des sitzenden Benutzers, gelten die akustischen Angaben in der nachfolgenden Tabelle. Beispiele fur
diese Art von Produkt sind kleine, leichte Tower.

Tabelle 29. Dell Enterprise Kategorie 1, akustische Spezifikationen fiir ,,auf Tischplatte in Biroumgebung*“.

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, auf3er wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 + | In Betrieb bei Simulation (d. h.
£2°C 2°C 23+2°C Liftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fiir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fur Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
Schallleistungspe | LWA, m, B <42 <47 <50 Report
gel
Tonqualitat Tone, Hz, dB Keine prominenten Téne pro Kriterium D.10.6 und D.10.8 | Berichtstdéne
(beide Positionen von ECMA-74
mussen
Grenzwerte Tonalitét, tu < 0,35 < 0,35 < 0,35 Report
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Tabelle 29. Dell Enterprise Kategorie 1, akustische Spezifikationen fiir ,,auf Tischplatte in
Biiroumgebung“. (fortgesetzt)

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, aufBer wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159 - - - - - - -
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 + | In Betrieb bei Simulation (d. h.
£2°C 2°C 23+2°C Liiftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fiir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fir Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
einhalten): Dell Modulation, | < 35 <35 <35 Report
vordere binaurale | %
Kopfhorer und -
rickseitige Lautstarke, Report Report Report Report
Mikrofone Sones
LpA-Einzelpunkt, | Report Report Report Report
dBA
Vorderer Transienten e Schwingungen (siehe AC0159), die wéhrend einer k. A.
binauraler Beobachtungszeit von 20 Minuten in stationdrem
Kopfhorer Zustand die folgenden beiden Kriterien erfillen
mussen:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Ereignisanzahl < 3 fur 1,6 dB < ALpA < 3,0 dB*
o Akustischer Sprung (siehe AC0159), wahrend
Luftgeschwindigkeitstbergang vom inaktiven
Zustand in den Betriebsmodus muss < 15 dB
betragen.
e Startverhalten
o Verhalten beim Neustart bezlglich AC0159
o Der Startvorgang muss reibungslos verlaufen,
d. h., keine plotzlichen oder grof3en Springe
und die Luftergeschwindigkeit wahrend des
Starts darf 50 % der maximalen Kapazitét nicht
Uberschreiten.
e Transient-Eingdnge: Melden des Zeitverlaufs der
Schalldruckpegel beztglich AC0159 ,Reihe der
Treppenfunktionen auf dem Prozessor”
beliebig Andere Kein Rasseln, Quietschen und keine unerwarteten Gerausche
Der Klang sollte rund um das zu prufende Gerat ,gleichmafig” klingen (eine Seite darf nicht
deutlich lauter sein als eine andere).
Wenn nicht anders angegeben, werden die ,,standardméf3igen” thermischen Einstellungen fur
BIOS und iDRAC ausgewahit.
Bestimmte Betriebsbedingungen werden in ,,Konfigurationen und Konfigurationsabhéngigkeiten”
fUr jede Plattform definiert.
Schalldruck Dokument mit Bericht fur alle Bericht fur alle Bericht fur alle Bericht fur alle Mikrofone
LpA-Berichten, Mikrofone Mikrofone Mikrofone
dBA, beztglich
ACO158 und
Programmkonfigu
rationen
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Kategorie 2: auf dem Boden in Buroumgebung

Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt primar auf dem Boden stehend verwendet werden soll, d. h. sich neben den
Fuf3en des Benutzers befinden wird, gelten die akustischen Angaben der nachfolgenden Tabelle. Der Gerduschpegel des Produkts sollte
die Gedanken oder Gesprache des Benutzers, z. B. am Telefon, nicht stéren oder anderweitig beeintrachtigen.

Tabelle 30. Dell Enterprise Kategorie 2, akustische Spezifikationen fiir ,,auf dem Boden in Biiroumgebung“

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, aufBer wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159 - - - - - - -
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 + | In Betrieb bei Simulation (d. h.
+2°C 2°C 23+x2°C Liftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fiir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fir Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
Schallleistungspe | LWA, m, B <49 <5/ <54 Report
gel
Tonqualitat Tone, Hz, dB Keine prominenten Téne pro Kriterium D.10.6 und D.10.8 | Berichtstdéne
(beide Positionen von ECMA-74
mussen
Grenzwerte Tonalitét, tu < 0,35 < 0,35 < 0,35 Report
einhalten): Dell Modulation, | < 35 <35 <35 Report
vordere binaurale | oy
Kopfhdrer und
rlickseitige Lautstérke, Report Report Report Report
Mikrofone Sones
LpA-Einzelpunkt, | Report Report Report Report
dBA
Vorderer Transienten e Schwingungen (siehe AC0159), die wéhrend einer k. A.
binauraler Beobachtungszeit von 20 Minuten in stationdrem
Kopfhorer Zustand die folgenden beiden Kriterien erflllen
mussen:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Ereignisanzahl < 3 fur 1,56 dB < ALpA < 3,0 dB”
e Akustischer Sprung (siehe AC0159), wahrend
Luftgeschwindigkeitstibergang vom inaktiven
Zustand in den Betriebsmodus muss < 15 dB
betragen.
e Startverhalten
o Verhalten beim Neustart bezlglich ACO159
o Der Startvorgang muss reibungslos verlaufen,
d. h., keine pl6tzlichen oder grofien Spriinge
und die Luftergeschwindigkeit wahrend des
Starts darf 50 % der maximalen Kapazitat nicht
Uberschreiten.
e Transient-Eingadnge: Melden des Zeitverlaufs der
Schalldruckpegel bezuglich ACO159 ,,Reihe der
Treppenfunktionen auf dem Prozessor”
beliebig Andere Kein Rasseln, Quietschen und keine unerwarteten Gerdusche

Der Klang sollte rund um das zu priifende Gerét ,gleichmafig” klingen (eine Seite darf nicht

deutlich lauter sein als eine andere).

e \Wenn nicht anders angegeben, werden die ,,standardmafligen” thermischen Einstellungen fiir

BIOS und iDRAC ausgewahlt.
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Tabelle 30. Dell Enterprise Kategorie 2, akustische Spezifikationen fiir ,,auf dem Boden in
Biiroumgebung“ (fortgesetzt)

LpA-Berichten,
dBA, bezuglich
AC0158 und
Programmkonfigu
rationen

Mikrofone

Mikrofone

Mikrofone

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, auf3er wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 + | In Betrieb bei Simulation (d. h.
£2°C 2°C 23+x2°C Liftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fiir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fir Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
e Bestimmte Betriebsbedingungen werden in , Konfigurationen und
Konfigurationsabhangigkeiten® fur jede Plattform definiert.
Schalldruck Dokument mit Bericht fir alle Bericht fur alle Bericht fir alle Bericht fur alle Mikrofone

Kategorie 3: Verwendung in Gemeinschaftsraum

Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend an einem allgemeinen Verwendungsort verwendet werden soll,
gelten die akustischen Angaben in der nachfolgenden Tabelle. Diese Produkte sind in Laboratorien, Schulen, Restaurants, Biiros mit
offenem Raumlayout, kleinen belifteten Schrénken usw. zu finden, jedoch nicht in der N&he einer bestimmten Person und in Mengen,
die einige wenige an einem Standort Uberschreiten. Personen in der N&he einiger dieser Produkte sollten keine Auswirkungen auf ihre
Sprachverstandlichkeit oder eine Larmbelastigung feststellen. Ein Beispiel hierfur ist ein Rack-Produkt, das auf einem Tisch in einem
Gemeinschaftsraum steht.

Tabelle 31. Dell Enterprise Kategorie 3, akustische Spezifikationen fiir ,,allgemeinen Verwendungsort*

vordere binaurale
Kopfhorer und

%

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, auf3er wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 = | In Betrieb bei Simulation (d. h.
£2°C 2°C 23+2°C Liftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fur Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
Schallleistungspe | LWA, m, B <b2 <55 <5.8 Report
gel
Tonqualitat Tone, Hz, dB Keine prominenten Téne pro Kriterium D.10.6 und D.10.8 | Berichtstdone
(beide Positionen von ECMA-74
mussen
Grenzwerte Tonalitét, tu < 0,35 <0,35 < 0,35 Report
einhalten): Dell Modulation, | < 40 <40 <40 Report

42
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Tabelle 31. Dell Enterprise Kategorie 3, akustische Spezifikationen fiir ,,allgemeinen

Verwendungsort“ (fortgesetzt)

L pA-Berichten,
dBA, bezuglich
AC0158 und
Programmkonfigu
rationen

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdarem Zustand befinden,
beziiglich beziiglich siehe AC0159, aufBer wenn unten angegeben)
ACO0158 ACO0159
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 + | In Betrieb bei Simulation (d. h.
£2°C 2°C 23+x2°C Liftergeschwindigkeiten
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | charakteristisch eingestellt) fiir
peratur peratur peratur — wenn | inaktiven Zustand bei 28 °C und
im 35 °C Umgebungstemperatur
Konfigurationsd | und fiir 100%ige Auslastung und
okument des maximale Konfiguration bei 35 °C
Programms Umgebungstemperatur
nicht anders
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fiir Prozessor
und Festplatte
erforderlich.
rlckseitige Lautstarke, Report Report Report Report
Mikrofone Sones
LpA-Einzelpunkt, | Report Report Report Report
dBA
Vorderer Transienten e Schwingungen (siche AC0159), die wahrend einer k. A
binauraler Beobachtungszeit von 20 Minuten in stationdrem
Kopfhdrer Zustand die folgenden beiden Kriterien erflllen
mussen:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Ereignisanzahl < 3 fur ,1,5 dB < ALpA < 3,0 dB*
e Report des akustischen Sprungs (siehe AC0159),
wéahrend Luftgeschwindigkeitsibergang vom
inaktiven Zustand in den Betriebsmodus
e Startverhalten
o Verhalten beim Neustart bezlglich AC0159
o Der Startvorgang muss reibungslos verlaufen,
d. h., keine plétzlichen oder grof3en Springe
und die Luftergeschwindigkeit wahrend des
Starts darf 50 % der maximalen Kapazitat nicht
Uberschreiten.
e Transient-Eingadnge: Melden des Zeitverlaufs der
Schalldruckpegel bezuglich ACO159 ,Reihe der
Treppenfunktionen auf dem Prozessor”
beliebig Andere Kein Rasseln, Quietschen und keine unerwarteten Gerausche
Der Klang sollte rund um das zu priifende Gerét ,gleichmafig” klingen (eine Seite darf nicht
deutlich lauter sein als eine andere).
Wenn nicht anders angegeben, werden die ,standardméf3igen” thermischen Einstellungen fir
BIOS und iDRAC ausgewahlt.
Bestimmte Betriebsbedingungen werden in ,Konfigurationen und Konfigurationsabhangigkeiten®
fUr jede Plattform definiert.
Schalldruck Dokument mit Bericht fir alle Bericht fur alle Bericht fur alle Bericht fur alle Mikrofone

Mikrofone Mikrofone Mikrofone

Kategorie 4: beaufsichtigtes Rechenzentrum
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Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend in einem beaufsichtigten Rechenzentrum verwendet werden
soll, gelten die akustischen Angaben in der Tabelle. Die Formulierung ,beaufsichtigtes Rechenzentrum® bezieht sich auf einen Bereich,
in dem viele (zwischen zehn und mehreren Tausend) Enterprise-Produkte in der Nahe von Mitarbeitern (d. h. im selben Raum)
bereitgestellt werden, die sich (u. U. mit erhobener Stimmen) Uber den L&rm im Rechenzentrum hinweg versténdlich machen mussen.
In diesen Bereichen werden keine Hearing Protection- oder Hearing Monitoring-Programme erwartet. Beispiele fur diese Kategorie
sind monolithische Rack-Produkte. Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend an einem allgemeinen
Verwendungsort verwendet werden soll, gelten die akustischen Angaben in der obenstehenden Tabelle. Diese Produkte sind in
Laboratorien, Schulen, Restaurants, Blros mit offenem Raumlayout, kleinen bellifteten Schranken usw. zu finden, jedoch nicht in der
Nahe einer bestimmten Person und in Mengen, die einige wenige an einem Standort Uberschreiten. Personen in der Nahe einiger dieser
Produkte sollten keine Auswirkungen auf ihre Sprachversténdlichkeit oder eine Larmbeléstigung feststellen. Ein Beispiel hierfir ist ein
Rack-Produkt, das auf einem Tisch in einem Gemeinschaftsraum steht.

Tabelle 32. Dell Enterprise Kategorie 4, akustische Spezifikationen fiir ,,beaufsichtigtes Rechenzentrum“

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdrem Simulation

beziiglich beziiglich Zustand befinden, siehe AC0159, auf3er wenn unten angegeben) (d. h.

ACO0158 ACO0159 - - - - - - - Liuftergeschwin
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 =+ | In Betrieb bei Simulation digkeiten
x2°C 2°C 23x2°C (d. h. | charakteristisc
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | Luftergeschwin | h eingestelit)
peratur peratur peratur — wenn | digkeiten fiir 100%ige

im charakteristisc | Auslastung und
Konfigurationsd | h eingestelit) maximale
okument des fir inaktiven Konfiguration
Programms Zustand bei bei 35 °C

nicht anders 28 °C und Umgebungstem
angegeben, 35 °C peratur

sind die Umgebungstem

Betriebsmodi peratur

fur Prozessor

und Festplatte

erforderlich.

Schallleistungspe | LWA, m, B Report <69 <71 Report <85

gel

Vorderer Toéne, Hz, dB Report <15dB <15dB Report <20dB

binauraler —

Kopfhorer Tonalitat, tu Report Report Report Report Report

Dell Modulation, | Report Report Report Report Report
%
Lautstarke, Report Report Report Report Report
Sones
LpA-Einzelpunkt, | Report Report Report Report Report
dBA
Transienten e Schwingungen (siehe AC0159), die wéhrend einer k. A.
Beobachtungszeit von 20 Minuten in stationdrem
Zustand die folgenden beiden Kriterien erfillen
mussen:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Ereignisanzahl < 3 fur ,1,6 dB < ALpA < 3,0 dB*
o Akustischer Sprung (siehe AC0159), wahrend
Luftgeschwindigkeitstbergang vom inaktiven
Zustand in den Betriebsmodus muss < 15 dB
betragen.
o Startverhalten
= Verhalten beim Neustart beztglich AC0159
= Der Startvorgang muss reibungslos verlaufen,
d. h., keine plotzlichen oder grof3en Springe
und die Luftergeschwindigkeit wahrend des
Starts darf 50 % der maximalen Kapazitat
nicht Uberschreiten.
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Tabelle 32. Dell Enterprise Kategorie 4, akustische Spezifikationen fiir ,,beaufsichtigtes

Rechenzentrum“ (fortgesetzt)

dBA

Mikrofone

Mikrofone

Mikrofone

Mikrofone

Messpositionen | Kennzahlen Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdrem Simulation
beziiglich beziiglich Zustand befinden, siehe AC0159, auf3er wenn unten angegeben) (d. h.
AC0158 ACO0159 - - - - - - - Liiftergeschwin
Stand-by bei 23 | Inaktiv bei 23 =+ | In Betrieb bei Simulation digkeiten
x2°C 2°C 23x2°C (d. h. .| charakteristisc
Umgebungstem | Umgebungstem | Umgebungstem | Liiftergeschwin | h eingestellt)
peratur peratur peratur - wenn | digkeiten fiir 100%ige
im charakteristisc Auslastung und
Konfigurationsd | h eingestelit) maximale
okument des fiir inaktiven Konfiguration
Programms Zustand bei bei 35 °C
nicht anders 28 °C und Umgebungstem
angegeben, 35 °C peratur
sind die Umgebungstem
Betriebsmodi peratur
fir Prozessor
und Festplatte
erforderlich.

o Transient-Eingdnge: Melden des Zeitverlaufs der

Schalldruckpegel bezuglich ACO159 ,Reihe der

Treppenfunktionen auf dem Prozessor”

beliebig Andere Kein Rasseln, Quietschen und keine unerwarteten Gerdusche
Der Klang sollte rund um das zu prifende Gerat ,gleichmafig” klingen (eine Seite darf nicht
deutlich lauter sein als eine andere).

Wenn nicht anders angegeben, werden die ,,standardmafiigen” thermischen Einstellungen fur
BIOS und iDRAC ausgewahit.

Bestimmte Betriebsbedingungen werden in ,Konfigurationen und Konfigurationsabhangigkeiten®
fUr jede Plattform definiert.

Schalldruck LpA-berichtet, Bericht fir alle Bericht fur alle Bericht fir alle Bericht fur alle Bericht fir alle

Mikrofone

Kategorie 5: unbeaufsichtigtes Rechenzentrum

Wenn Dell feststellt, dass ein bestimmtes Enterprise-Produkt vorwiegend in einem unbeaufsichtigten Rechenzentrum verwendet werden
sollte (ohne Blades und Blade-Gehé&use; diese weisen eine eigene Kategorie auf), gelten die akustischen Angaben in der unten stehenden
Tabelle. Ein unbeaufsichtigtes Rechenzentrum bezeichnet einen Bereich, in dem viele (dutzende bis tausende) Enterprise-Produkte
zusammen bereitgestellt werden, eigene Heiz- und Kihlungssysteme verwendet werden und die Betreiber oder Servicemitarbeiter den
Bereich in der Regel ausschliefllich fur die Bereitstellung, Wartung oder Auf3erbetriebnahme betreten. Hearing Protection- oder Hearing
Monitoring-Programme werden méglicherweise in diesen Bereich erwartet — je nach Regierungs- oder Unternehmensrichtlinien. Beispiele
fir diese Kategorie sind monolithische Rack-Produkte.
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Tabelle 33. Dell Enterprise Kategorie 5, akustische Spezifikationen fiir ,,unbeaufsichtigtes Rechenzentrum*

Messposition | Kennzahlen | Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdrem Zustand Simulation
en beziiglich | beziiglich befinden, sieche AC0159, aufler wenn unten angegeben) (d. h.
AC0158 AC0159 - - - - - - Liiftergeschwin
Stand-by bei | Inaktiv bei 23 | In Betrieb bei | Simulation (d. h. digkeiten
23+2°C x2°C 23+2°C Liftergeschwindigkeiten charakteristisc
Umgebungst | Umgebungst [ Umgebungst | charakteristisch eingestellt) | h eingestellt)
emperatur emperatur emperatur — | fiir inaktiven Zustand bei fiir 100%ige
wenn im 28 °C und 35 °C Auslastung und
Konfiguratio | Umgebungstemperatur maximale
nsdokument Konfiguration
des bei 35 °C
Programms Umgebungste
nicht anders mperatur
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fur Prozessor
und
Festplatte
erforderlich.
Schallleistungs | LWA, m, B Report <75 <77 Report <87
pegel
Vorderer Téne, Hz, dB | Report <15dB <15dB Report <20dB
binauraler —
Kopfhérer Tonalitét, tu Report Report Report Report Report
Dell Report Report Report Report Report
Modulation, %
Lautstarke, Report Report Report Report Report
Sones
LpA- Report Report Report Report Report
Einzelpunkt,
dBA
Vorderer Transienten e Schwingungen (siehe AC0159), die wahrend | k. A.
binauraler einer Beobachtungszeit von 20 Minuten in
Kopfhorer stationdrem Zustand die folgenden beiden
Kriterien erfullen mussen:
o Max. {ALpA} < 3,0dB
o Ereignisanzahl < 3 fur ,1,5 dB < ALpA <
3,0 dB”
e Report des akustischen Sprungs
(siehe AC0159), wéhrend
Luftgeschwindigkeitstibergang vom inaktiven
Zustand in den Betriebsmodus
e Startverhalten
o Verhalten beim Neustart beztglich
ACO0159
o Der Startvorgang muss reibungslos
verlaufen, d. h., keine plétzlichen
oder grof3en Springe und die
LUftergeschwindigkeit wéhrend des
Starts darf 50 % der maximalen
Kapazitat nicht Uberschreiten.
e Transient-Eingadnge: Melden des Zeitverlaufs
der Schalldruckpegel beziiglich AC0159
,Reihe der Treppenfunktionen auf dem
Prozessor”
beliebig Andere Kein Rasseln, Quietschen und keine unerwarteten Gerdusche
Der Klang sollte rund um das zu prifende Gerét ,gleichmafig” klingen (eine Seite darf nicht deutlich
lauter sein als eine andere).
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Tabelle 33. Dell Enterprise Kategorie 5, akustische Spezifikationen fiir ,,unbeaufsichtigtes
Rechenzentrum* (fortgesetzt)

Messposition | Kennzahlen | Testmodi beziiglich AC0159 (Hinweis: Muss sich in stationdrem Zustand Simulation

en beziiglich | beziiglich befinden, sieche AC0159, aufler wenn unten angegeben) (d. h.

AC0158 AC0159 - - - - - - Liiftergeschwin
Stand-by bei | Inaktiv bei 23 | In Betrieb bei | Simulation (d. h. digkeiten
23+2°C x2°C 23+2°C Liftergeschwindigkeiten charakteristisc
Umgebungst | Umgebungst [ Umgebungst | charakteristisch eingestellt) | h eingestellt)
emperatur emperatur emperatur — | fiir inaktiven Zustand bei fir 100%ige

wenn im 28 °C und 35 °C Auslastung und
Konfiguratio | Umgebungstemperatur maximale
nsdokument Konfiguration
des bei 35 °C
Programms Umgebungste
nicht anders mperatur
angegeben,
sind die
Betriebsmodi
fur Prozessor
und
Festplatte
erforderlich.
Wenn nicht anders angegeben, werden die ,standardmafigen” thermischen Einstellungen fur BIOS
und iDRAC ausgewahilt.
Bestimmte Betriebsbedingungen werden in ,Konfigurationen und Konfigurationsabhéngigkeiten® fur
jede Plattform definiert.

Schalldruck Dokument mit | Bericht fur alle | Bericht fur alle | Bericht fur alle | Bericht fur alle Mikrofone Bericht fur alle

LpA-Berichten, | Mikrofone Mikrofone Mikrofone Mikrofone
dBA, bezuglich

AC0158 und

Programmkonf

igurationen

Akustische Eigenschaften

Das Dell EMC PowerEdge T550-System ist ein fUr die beaufsichtigte Rechenzentrumsumgebung geeigneter Tower-Server. Allerdings

kann eine geringere akustische Ausgabe mit den richtigen Hardware- oder Softwarekonfigurationen erreicht werden.

Tabelle 34. Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir niedrigere akustische Ausgabe

Konfiguration

Minimum

Basic-Support

Standard

Funktionsumfang

Hilltop

Prozessortyp

Skalierbarer Intel
Xeon-Prozessor

Skalierbarer Intel
Xeon-Prozessor

Skalierbarer Intel
Xeon-Prozessor

Skalierbarer Intel
Xeon-Prozessor

Skalierbarer Intel
Xeon-Prozessor

Prozessor-TDP 105 W /10 °C 120W /12 °C 150 W /24 0C 185 W / 32°C 206 W/ 32°C

Anzahl der 1 1 1 2 2

Prozessoren

RDIMM- 8 GB DDRA4 16 GB DDRA4 16 GB DDRA4 32 GB DDRA4 32 GB DDR4

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher 1 2 4 8 16

Rickwandplatinenty | 8 x 3,5-Zoll- 8 x 3,5-Zall- 8 x 2,5-Zall- 8 x 2,5-Zall- 8 x 2,5-Zoll-

p Rickwandplatine Riackwandplatine Rickwandplatine Rickwandplatine Rickwandplatine
+8x2,5-Zoll- + 8 x 2,5-Zoll-
Rickwandplatine Rickwandplatine

HDD-Typ 3,5-Z0ll-SATA mit 3,5-Z0ll-NL-SAS mit | 2,5-Zoll-SAS mit 2,5-Z0ll-SAS mit 2,5-Z0ll-SAS mit

7.200 U/min. 7200 U/min. 10.000 U/min 10.000 U/min 10.000 U/min
HDD-Anzahl 2 4 8 16 16
PSU-Typ 800 W 800 W 1400 W 1400 W 2400 W
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Tabelle 34. Hardware- und Softwarekonfigurationen fiir niedrigere akustische Ausgabe (fortgesetzt)

Konfiguration Minimum Basic-Support Standard Funktionsumfang | Hilltop
Netzteilanzahl 1 2 2 2 2
BOSS k. A. BOSS 1.5 BOSS 1.5 BOSS 1.5 BOSS 1.5
OCP k. A. k. A. k. A. 10GbE-Dual-Port 25GbE-Dual-Port
PCI1 k. A. k. A. k. A. k. A. 300-W-DW-GPU
PCI 2 k. A. k. A. k. A, k. A. 300-W-DW-GPU
PCI 3 k. A. k. A. 10GbE-NIC, 2 k. A. k. A.

Anschlisse
PERC-Frontmodul PERC H345, H355 | PERC H745P PERC H745P PERC H745P PERC H745P
LOM-Karte 1Gb 1Gb 1Gb 1Gb 1Gb

Tabelle 35. Akustische Eigenschaften der akustischen Konfigurationen des T550-Systems

Konfiguration Minimum Basic-Support | Standard Funktionsumfa | Hilltop
ng

Akustische Eigenschaften: Leerlauf/Betrieb bei 25 °C Umgebungstemperatur

L wam (B) Spannungslos 4.3 4.4 4.8 4.9 5.7
Wahrend des 44 4.7 49 53 8.6
Betriebs

K, (B) Spannungslos 04 04 04 04 04
Wahrend des 04 04 04 04 04
Betriebs

L pam (dB) Spannungslos 35 36 40 ay 43
Wahrend des 36 41 41 45 72
Betriebs

Markante Tone Keine markanten Toéne wahrend Leerlauf/Betrieb

Akustische Eigenschaften: Leerlauf bei 28 °C Umgebungstemperatur

L wam (B) 5 5 5.1 5.3 6.1

K, (B) 04 04 04 04 04

L pam (dB) 42 42 43 45 47

Akustische Eigenschaften: Max. Last bei 35 °C Umgebungstemperatur

L wam (B) 6.2 6.4 7.4 6.1 8.6

Ky (B) 04 04 04 04 04

L pam (dB) 59 61 71 58 72

LwA,m: Der deklarierte mittlere A-bewertete Schallleistungspegel (LwA) wird gemaf3 Abschnitt 5.2 von ISO 9296 (2017) mit Daten
berechnet, die nach den in ISO 7779 (2010) beschriebenen Methoden erhoben wurden. Die hier dargestellten Daten sind moglicherweise
nicht vollstandig mit ISO 7779 kompatibel.

LpA,m: Der angegebene mittlere A-bewertete Emissionsschalldruckpegel ist an der Position des Umstehenden gemaf3 Abschnitt 5.3
von ISO 9296 (2017) und wird mit den in ISO 7779 (2010) beschriebenen Methoden gemessen. Das System befindet sich auf

einem Standardtesttisch in einem 24-HE-Rack-Gehéuse, 25 cm Uber einem reflektierenden Boden. Die hier dargestellten Daten sind
moglicherweise nicht vollstandig mit ISO 7779 kompatibel.

Deutliche Einzeltdne: Nach Kriterien aus D.6 und D.11 von ECMA-74 (17. Ausgabe, Dez. 2019) wurden befolgt, um festzustellen, ob
dezente Tone prasent sind und sie ggf. zu melden.

Leerlauf: Der stationédre Zustand, in dem der Server zwar mit Energie versorgt wird, aber keine vorgesehene Funktion ausfuhrt.
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Betrieb: Das Maximum der stetigen akustischen Ausgabe bei 50 % CPU-TDP oder der aktiven HDDs oder 100 % der GPU geméf3 C.9.3.2
in ECMA-74 (17. Ausgabe, Dez. 2019).

Akustische Abhangigkeiten des PowerEdge T550-Systems

Einige Produkteigenschaften beeintréchtigen die akustische Serverausgabe mehr als andere. Die folgenden Eigenschaften gelten als
starke Ausloser akustischer Reaktionen, sodass Konfigurationen oder Betriebsbedingungen, die diese Eigenschaften aufweisen, die
Geschwindigkeit von Liftern und damit die akustische Ausgabe des Servers erhéhen kdnnen:

e Umgebungstemperatur: Dell EMC bewertet die Akustikleistung von Servern in einer Umgebung von 23+2 ©C.
Umgebungstemperaturen von mehr als 25 ©C fuhren zu einer héheren akustischen Leistung und kdnnen gréfiere Schwankungen
zwischen den Zustandsanderungen zur Folge haben.

e Thermal Design Power (TDP) des Prozessors: Prozessoren mit hdherer Watt-Leistung erfordern zum Kihlen unter Last unter
Umstanden eine hdhere Luftzirkulation und erhdhen so die potenzielle akustische Ausgabe des Systems.

e Storage-Typ: Ein NVMe-SSD-Laufwerk verbraucht mehr Strom als SAS/SATA-Laufwerke, erwérmt nachgeschaltete Komponenten
(z. B. Prozessor, DIMM) und erfordert daher héhere Luftergeschwindigkeiten und somit hthere akustische Ausgaben.

e Auswahl des thermischen Systemprofils (System Thermal Profile) in der BIOS- oder iDRAC-GUI:

o Das standardméfige thermische Profil (Default Thermal Profile) bietet in der Regel eine geringere Luftbewegergeschwindigkeit
und somit eine geringere akustische Ausgabe als andere thermische Profile.
Die maximale Leistung (optimierte Leistung) fuhrt zu hoherer akustischer Ausgabe.
Mit dem Profil fur die Schall-Obergrenze (Sound Cap) wird bei Produkten, die diese Funktion unterstiitzen, die maximale
akustische Ausgabe des Systems auf Kosten der Prozessorleistung begrenzt.

e PCle-Karten: Wenn eine 25-Gb-NIC-Karte oder -GPU-Karte = 75 W installiert ist, sind die akustischen Ausgaben sowohl im Leerlauf
als auch im Betrieb hoher.

Methoden zur Reduzierung der akustischen Ausgabe des T550-
Systems

Obwohl das T550-System fur die Verwendung in Rechenzentren entwickelt wurde, kann es sein, dass einige Benutzer es in einer
ruhigeren Umgebung verwenden méchten. Nachfolgend finden Sie eine Liste von Méglichkeiten.
@ ANMERKUNG: Fur gewodhnlich kann die Leerlaufdrehzahl des Systems nicht reduziert werden, ohne die Konfiguration des Systems

zu &ndern, und in einigen Fallen kann selbst eine Konfigurationsénderung die Leerlaufdrehzahl nicht reduzieren.

e Reduzieren der Umgebungstemperatur: Durch eine Absenkung der Umgebungstemperatur kann das System die Komponenten
effizienter abklhlen als bei hoheren Umgebungstemperaturen.

e | egen Sie ein Ziel in den Optionen fur Drittanbieter-PCle-Karten fest: Dell EMC bietet eine Belliftungsanpassung (Airflow) fur PCle-
Adapter von Drittanbietern, die auf PowerEdge-Plattformen installiert werden. Wenn die automatische Kuhlungsreaktion gemaf3 den
Kartenspezifikationen tber den gewiinschten Werten (LFM) liegt, kann mithilfe der Optionen fur die Einstellung des PCle-Luftstroms
in der iIDRAC-UI ein anderes LFM-Ziel eingestellt werden.

e Ersetzen Sie PCI-Karten von Drittanbietern durch ahnliche von Dell unterstitzte, temperaturgefuhrte Karten (sofern verflgbar).

Dell EMC arbeitet sorgfaltig mit Kartenanbietern zusammen, um PCI-Karten zu validieren und zu entwickeln, welche die strengen
Standards von Dell EMC bezuglich Warmeverhalten erfillen.
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Unterstutzte Betriebssysteme

Das PowerEdge T550-System unterstitzt die folgenden Betriebssysteme:

Canonical® Ubuntu® Server LTS

Citrix® Hypervisor®

Microsoft® Windows Server® mit Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise server

VMware® ESXi®

Links zu den jeweiligen Betriebssystemversionen und -Editionen, Zertifizierungsmatrizen, HCL-Portalen und Hypervisorsupport sind
verflgbar unter Von Dell EMC unterstUtzte Betriebssysteme.
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Dell EMC OpenManage Systems Management

Dell EMC OpenManage Portfolio

Simplifying hardware management through ease of use and automation

One-to-many with best of
breed Dell EMC solutions

Dell EMC Consoles

OpenManage Enterprise

OpenManage Power Center
Dell Repository Manager

OME/iDRAC GUI extensions -
OpenManage Mobile

Efficient management of servers,
chassis, and data centers

Automation Enablers
OpenManage Enterprise and iDRAC
RESTful APIs

RACADM CLI
GitHub Scripting Libraries
Dell System Update

Protect customer’s investment -
single point for stack Mgmt

Integrations and
Connections
Microsoft System Center
VMware vCenter
Red Hat Ansible
Nagios, IBM, HPE, and more

Better together within Dell EMC

Dell EMC Services

ProSupport Plus Services with
SupportAssist
OpenManage Enterprise
deployment

iDRAC with
Lifecycle Controller
iDRAC Service Module
Chassis Management
Controller
OpenManage
Enterprise - Modular

MODULAR

Abbildung 15. Dell EMC OpenManage Portfolio

Dell EMC bietet Verwaltungslésungen, die IT-Administratoren eine effektive Bereitstellung, Aktualisierung, Uberwachung und Verwaltung
von IT-Bestdnden ermdglichen. Open Manage-L&sungen und -Tools ermdglichen Ihnen eine schnelle Reaktion auf Probleme. Sie
unterstitzen bei der effektiven und effizienten Verwaltung von Dell EMC-Servern in physischen, virtuellen, lokalen und Remote-
Umgebungen und bei bandinternem und bandexternem Betrieb (agentenfrei). Das OpenManage Portfolio umfasst innovative integrierte
Verwaltungs-Tools wie den integrierten Dell Remote Access Controller (iDRAC), Chassis Management Controller und Konsolen wie
OpenManage Enterprise, OpenManage Power Manager Plug-in und Tools wie Repository Manager.

Dell EMC hat umfassende Systemverwaltungsldsungen auf Basis offener Standards entwickelt und diese mit Managementkonsolen
integriert, die eine erweiterte Verwaltung von Dell Hardware ermdglichen. Dell EMC hat die erweiterten Verwaltungsfunktionen von Dell
Hardware mit Produkten branchenweit fihrender Anbieter von Systemverwaltungsldsungen und Frameworks wie Ansible verknUpft oder
integriert, sodass Dell EMC Plattformen fiir eine einfache Bereitstellung, Aktualisierung, Uberwachung und Verwaltung sorgen.

Die wichtigsten Tools zur Verwaltung von Dell EMC PowerEdge-Servern sind iDRAC und die One-to-Many-OpenManage-Enterprise
Konsole. OpenManage Enterprise hilft Systemadministratoren bei der gesamten Lebenszyklusverwaltung mehrerer Generationen von Dell
PowerEdge-Servern. Andere Tools wie z. B. Repository Manager, die eine einfache, aber umfassende Anderungsverwaltung ermdglichen.

OpenManage-Tools sind in Systemverwaltungs-Frameworks von anderen Anbietern wie VMware, Microsoft, Ansible und ServiceNow
integrierbar. Dies ermdglicht es lhnen, die Fahigkeiten lhres IT-Personals fur die effiziente Verwaltung von Dell EMC PowerEdge-Servern
einzusetzen.

Themen:

e Server- und Gehdusemanager

e Dell EMC-Konsolen

e Automatisierungsenabler

*  Integration mit Konsolen von Drittanbietern

¢ Verbindungen mit Konsolen von Drittanbietern
e Dell EMC Dienstprogramme zur Aktualisierung
e Dell Ressourcen
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Server- und Gehausemanager

e Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)
e iDRAC-Service-Moduls (iSM)

Dell EMC-Konsolen

Dell EMC OpenManage Enterprise

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager Plug-in fir OpenManage Enterprise
Dell EMC OpenManage Mobile (OMM)

Automatisierungsenabler

OpenManage Ansible-Module

iDRAC RESTful APIs (Redfish)
Standardbasierte APIs (Python, PowerShell)
RACADM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
GitHub-Scripting-Bibliotheken

Integration mit Konsolen von Drittanbietern

Dell EMC OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center
Dell EMC OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV)

Dell EMC OpenManage Ansible Module

Dell EMC OpenManage Integration in ServiceNow

Verbindungen mit Konsolen von Drittanbietern

e Micro Focus und andere HPE-Tools
e OpenManage Connection fur IBM Tivoli
e OpenManage Plug-in fir Nagios Core und Xl

Dell EMC Dienstprogramme zur Aktualisierung

Dell System Update (DSU)

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Dell EMC Update Packages (DUP)

Dell EMC Server Update Utility (SUU)

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Dell Ressourcen

Weitere Informationen zu Whitepapers, Videos, Blogs, Foren, technischen Materialien, Tools, Verwendungsbeispielen und andere
Informationen finden Sie auf der OpenManage-Seite unter https://www.dell.com/openmanagemanuals oder auf den folgenden
Produktseiten:
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Tabelle 36. Dell Ressourcen

Ressource

Speicherort

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

https://www.dell.com/idracmanuals

iDRAC-Service-Moduls (iSM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000178050/

OpenManage Ansible-Module

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177308/

OpenManage Essentials (OME)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000175879/

OpenManage Mobile (OMM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176046

OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176981/

OpenManage Integration for Microsoft System Center
(OMIMSSC)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000147399

Dell EMC Repository Manager (DRM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177083

Dell EMC System Update (DSU)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000130590

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Dell.com/support/article/sIin296511

Dell EMC Chassis Management Controller (CMC)

www.dell.com/support/article/sIn311283

OpenManage Connections for Partner Consoles

https://www.dell.com/support/kbdoc/000146912

OpenManage Enterprise Power Manager

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176254

OpenManage Integration in ServiceNow (OMISNOW)

Dell.com/support/article/sIn317784

@ ANMERKUNG: Die Funktionen kénnen je nach Server variieren.
https://www.dell.com/manuals.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Produktseite
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Anhang A. Zusatzliche technische Daten

Themen:

Gehaduseabmessungen

Gewicht des Systems

Grafik — Technische Daten
Technische Daten der USB-Ports

Umgebungsbedingungen
Gehauseabmessungen
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Abbildung 16. Gehduseabmessungen
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Tabelle 37. Gehduseabmessungen fiir das System

Laufwerke A B C D E (mit
Frontverkleidung)

24 x 2,5 Zoll / 8 x 446,0 mm (17,60 Zoll) 459,0 mm 200,0 mm 663,5 mm (26,12 | 680,5 mm

3,5 Zoll + 8 x 2,5 Zoll (18,07 Zoll) (7,87 Zoll) Zoll (26,79 Zoll)

NVMe

@lANMERKUNG: Zb ist die externe Nennflédche der Rickwand, auf der sich die E/A-Anschlisse der Systemplatine befinden.

Gewicht des Systems

Tabelle 38. Gewicht des PowerEdge T550-Systems

Systemkonfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

8x 3,5 Zoll + 8 x 2,5 Zoll NVMe

44,48 kg (98,06 Ib)

24 x 2,5 Zoll SAS/SATA

441kg (97,22 b)

Grafik — Technische Daten

Das System unterstutzt den integrierten Matrox G200-Grafikcontroller mit 16 MB Videoframebuffer.

Tabelle 39. Unterstiitzte Videoauflosungsoptionen (hinten) fiir das System

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)

1024 X 768 60 8,16, 32

1280 x 800 60 8,16, 32

1280 X 1024 60 8,16, 32

1360 x 768 60 8,16, 32

1440 X 900 60 8,16, 32

1.600 x 900 60 8,16, 32

1.600 x 1.200 60 8,16, 32

1.680 x 1.050 60 8,16, 32

1.920 x 1.080 60 8,16, 32

1920 x 1200 60 8,16, 32
Technische Daten der USB-Ports
Tabelle 40. USB - Technische Daten

Vorderseite Riickseite
USB-Porttyp Anzahl von Ports USB-Porttyp Anzahl von Ports

USB 2.0-konformer Port Eins USB 3.0-konformer Port Eins

USB 3.0-konformer Port Eins USB 2.0-konformer Port Eins

iDRAC Direct Port (Micro-AB | Eins

USB 2.0-konformer Port)

@lANMERKUNG: Der vordere Micro-USB 2.0-konforme Anschluss ist nur fur die Upselling-Konfiguration verflgbar.
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ist eine externe Stromquelle erforderlich.

ANMERKUNG: Der Micro-USB 2.0-konforme Anschluss kann nur als iDRAC Direct- oder Verwaltungsanschluss verwendet werden.

ANMERKUNG: Die USB 2.0-Spezifikationen sehen eine 5-V-Versorgung Uber eine einzige Leitung zur Versorgung angeschlossener
USB-Geréte vor. Eine Einheitslast ist definiert als 100 mA bei USB 2.0 und 150 mA bei USB 3.0. Ein Gerat darf maximal 5
Einheitslasten (500 mA) von einem Anschluss in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0 ziehen.

ANMERKUNG: Die USB 2.0-Schnittstelle kann Peripheriegerédte mit geringem Stromverbrauch mit Strom versorgen, muss aber der
USB-Spezifikation entsprechen. Fur den Betrieb von Peripheriegerdten mit hdherer Leistung, wie z.B. externen CD/DVD-Laufwerken,

Umgebungsbedingungen

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den Datenbléttern zu Produkt und Umwelt in den

Handbiichern und Dokumenten auf

Tabelle 41. Betriebsklimabereich Kategorie A2

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereiche fur Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

10-35 ©C (50-95 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréte

Prozentbereiche fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 21 ©C (69.8 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 300 m (33,8°F / 984 ft)

oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 42. Betriebsklimabereich Kategorie A3

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgénge

Temperaturbereiche fur Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-40 °C (41-104 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréate

Prozentbereiche fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 24 ©C (75,2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshéhe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1°C /175 m (1,8 °F / 574 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 43. Betriebsklimabereich Kategorie A4

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereiche fur Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-45 °C (41-113 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréte

Prozentbereiche fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 24 ©C (75,2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1°C /125 m (1,8 °F / 410 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

@ ANMERKUNG: Bei bestimmten Systemhardwarekonfigurationen mussen die Betriebstemperaturen moglicherweise unter 28 °©C
liegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,, Temperaturbeschrankungen®.
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Tabelle 44. Gemeinsame Anforderungen in allen Kategorien

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Maximaler Temperaturanstieg (gilt fir Betrieb und
Nichtbetrieb)

20 ©C in einer Stunde* (36 ©F in einer Stunde) und 5 ©C in 15 Minuten (41°F in
15 Minuten), 5 ©C in einer Stunde* (41°F in einer Stunde) fir Bandhardware
@ ANMERKUNG: *: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE
fur Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzigliche
Temperaturschwankungen.

Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb

-40 bis 65 °C (-104 bis 149 °F)

Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 °C
(80.6 °F)

Maximale Hohe auf3erhalb des Betriebs

12.000 m (39.370 FuB3)

Maximale Hohe Uber NN bei Betrieb

3.048 m (10.000 Fuf3)

Tabelle 45. Zulassige Erschiitterung — Technische Daten

Zuldssige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

0,21 Grms bei 5 Hz bis 500 Hz (alle Betriebsrichtungen)

Speicher

1,88 g bei 10 Hz bis 500 Hz tber 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet)

Tabelle 46. Technische Daten fiir maximal zuldssige Stof3wirkung

Maximal zuldssige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

Sechs nacheinander ausgefihrte Stéf3e mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.

Speicher

Sechs nacheinander ausgeflhrte St6f3e mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf jeder Seite des
Systems)

Ubersicht iiber thermische Beschriankungen
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Tabelle 47. Ubersicht iiber thermische Beschrinkungen

Laufwerkkon | Prozesso | Liifter | CPU Lifterred | CPU-HSK GPU- TBU- |[CPU- Liifterplatz | Anmerkung GPU-Riser-
figurationen |r TDP undanz Unterstiitzung Unters | Platzhalte | halter Konfiguratio
titzun |r n
TDP > TDP <= GPU <= GPU> |g
150 W 150 W 75 W 75 W
8x3,5 1 STDx3 | <=185 | Nein HPR HSK | STD HSK Nein Nein Nein Ja Ja, an Lufter 1/3/4 Riser 0,1
- - - Position des - -
1 STDx6 | <=220 |Ja Nein Nein Nein Ja Lufters 2 Lafter Riser 0,1
1/3/4/5/7/8
1 HPR <=220 [Nein Ja Nein Nein Ja LUfter 1/3/4 Nein
x3
1 HPR <=220 |Ja Ja/Nein Nein Ja Ja LGfter 1/3/4/7/8 | Nein
x5* (GPU-Riser 1und
2 nicht
unterstitzt)
1 HPR <=220 |Ja Ja Ja Nein Ja LGfter Ja
X6 1/3/4/5/7/8
2 STD x4 | <=185 | Nein Nein Nein Nein Nein Nein - Riser 0, 1
2 STDx8 | <=220 |Ja Nein Nein Nein Nein - Riser 0,1
2 HPR <=220 | Nein Ja Nein Nein Nein - Nein
x4
2 HPR <=220 |Ja Ja/Nein Nein Ja Nein LGfter Nein
X7* 1/2/3/4/6/7/8
@ ANMERKUN
G: GPU-Riser
Tund 2 nicht
unterstutzt
2 HPR <=220 |Ja Ja Ja Nein Nein - Ja
x8
8x25 1 oder 2 STD x4 | <=185 | Nein HPR HSK | STD HSK Nein Nein Nein Ja fir1 Nein - Riser 0,1
16 x 2 5 ) i - Prozessor -
U x 2 . 1 oder 2 STDx8 | <=220 |Ja Nein Nein Nein - Riser 0, 1
1 oder 2 HPR <=220 [Nein Ja Nein Nein - Nein
x4
1 oder 2 HPR <=220 |Ja Ja/Nein Nein Ja LGfter Nein
x7* 1/2/3/4/6/7/8
@ ANMERKUN
G: GPU-Riser
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Tabelle 47. Ubersicht iiber thermische Beschrinkungen (fortgesetzt)

Laufwerkkon | Prozesso | Liifter | CPU Lifterred | CPU-HSK GPU- TBU- |[CPU- Liifterplatz | Anmerkung GPU-Riser-
figurationen |r TDP undanz Unterstiitzung Unters | Platzhalte | halter Konfiguratio
titzun |r n
TDP > TDP <= GPU <= GPU> |g
150 W 150 W 75 W 75 W
Tund 2 nicht
unterstutzt
1 oder 2 HPR <=220 |Ja Ja Ja Nein - Ja
x8
8x35+8x 1 oder 2 HPR <=220 [Nein HPR HSK | STD HSK | Ja Nein Nein Ja far 1 Nein - Nein oder
2,5 (NVMe) x4 Prozessor Riser 0, 1, 2
1 oder 2 HPR <=220 |Ja Ja/Nein Nein Ja LGfter Nein
X7* 1/2/3/4/6/7/8
@ ANMERKUN
G: GPU-Riser
1Tund 2 nicht
unterstutzt
1 oder 2 HPR <=220 |Ja Ja Ja Nein - Ja
x8




@ ANMERKUNG: OCP-Gehause sind fir alle Laufwerkskonfigurationen erforderlich, auch wenn die OCP-Karte nicht installiert ist.

@ ANMERKUNG: DIMM-Platzhalter sind fur CPU TDP > 185 W erforderlich, aber nicht fir CPU TDP <= 185 W.

@ ANMERKUNG: GPU-Platzhalter ist in GPU-Riser-Steckplatz 2 erforderlich, wenn eine GPU > 75 W in GPU-Riser-Steckplatz 1

installiert ist.

®| ANMERKUNG: HDD-Platzhalter sind fur leere HDD-Steckplatze erforderlich.

@ ANMERKUNG: * Die Anzahl der x5- und x7-LUfter gilt nur fir die TBU-Konfiguration. Systeme ohne TBU sollten keine x5- und

@ ANMERKUNG: Wenn GPU ausgewahlt ist, muss ein HPR-LUfter erforderlich sein.

x7-LUfteranzahl verwenden. Bei der TBU-Konfiguration betragt die Umgebungstemperatur < 35 ©C.

@ ANMERKUNG: GPU > 75 W muss Lufterredundanz erfordern (Liftermenge = 6 oder 8).

()| ANMERKUNG: GPU > 75 W unterstiitzt keine TBU.

®| ANMERKUNG: STD-Lufter kénnen auch auf HPR-LUfter aktualisiert werden.

Thermische Matrix fur alle Konfigurationen

Tabelle 48. Thermische Matrix fiir alle Konfigurationen

8x, 16x, 24x 2,5 Zoll SAS/SATA-
Konfiguration 1

8 x 3,5 Zoll Konfiguration 2

8x3,5Zoll + 8
x 2,5 Zoll NVMe-
Konfiguration 3

Liifter STDx4 STDx8 HPRx4 HPRx7 STDx3 STDx6 HPRx3 HPRx5 HPRx4 HPRx7
x8 x4 x8 x4 X6 X7 x8 x8
Lifterredundanz Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja
Maximale DIMM- 12W 12W 2W 12W 12W 12W 12W 12W 12W 12W
Leistung

105W | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
120W | STDHSK | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
125W | STDHSK | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
135 W | STDHSK | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
1B0W | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK

165 W HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR

CPU HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK

TDP

185 W HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR

HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK

206 W Nicht HPR HPR HPR Nicht HPR HPR HPR HPR HPR

unterstit HSK HSK HSK unterstit HSK HSK HSK HSK HSK

zt zt
220 W Nicht HPR HPR HPR Nicht HPR HPR HPR HPR HPR
unterstit HSK HSK HSK unterstit HSK HSK HSK HSK HSK
zt zt

Partikel- und gasformige Verschmutzung - Technische Daten

Die folgende Tabelle definiert Grenzwerte zur Verhinderung von Schaden an Geraten und/oder Fehlern durch partikel- und gasférmige
Verschmutzung. Wenn die partikel- oder gasférmige Verschmutzung die festgelegten Grenzwerte Uberschreitet und Schéden an Geraten
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oder Fehler verursacht, mussen Sie die Umgebungsbedingungen korrigieren. Die Korrektur von Umgebungsbedingungen liegt in der

Verantwortung des Kunden.

Tabelle 49. Partikelverschmutzung — Technische Daten

Partikelverschmutzung

Technische Daten

Luftfilterung

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf I1SO Klasse 8 pro ISO 14644-1
mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur fur
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen
beziehen sich nicht auf IT-Geréte, die fur die Verwendung
aufderhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in
einer Werkhalle, konzipiert sind.

@ ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss
Uber MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

Leitfahiger Staub

Luft muss frei von leitfahigem Staub, Zinknadeln oder anderen
leitfahigen Partikeln sein.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich

auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-
Umgebungen.

Korrosiver Staub

e | uft muss frei von korrosivem Staub sein

e Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deligueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit
verfugen.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich
auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-
Umgebungen.

Tabelle 50. Gasformige Verschmutzung - Technische Daten

Gasformige Verschmutzung

Technische Daten

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate

< 300 A/Monat pro Klasse G1 gemaf ANSI/ISA71.04-2013.

Silber-Kupon-Korrosionsrate

<200 A/Monat gemaf3 ANSI/ISA71.04-2013

®| ANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei <50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Thermische Beschrankungen fiir Luft

Thermische Luftbeschrankungen fur verschiedene Konfigurationen

Tabelle 51. Konfiguration mit 8 x 3,5-Zoll-Laufwerken

Standardbetriebsunterstiitzung
(ASHRAE A2-konform)
()| ANMERKUNG: Alle Optionen werden

untersttzt, sofern nicht anders

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 40 °C (ASHRAE A3-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 45°C (ASHRAE A4-konform)

folgenden OCP 3.0 und NIC nur
optische Kabel mit thermischer
Spezifikation von 85 ©C und Leistung °
<=12W

angegeben.

o 3xoder 4x STD-LUfter unterstitzen nur | @  Konfigurationen mit 3 oder 4 STD- e STD-Lufterkonfigurationen werden
Prozessor mit TDP <= 185 W Luftern werden nicht unterstitzt. nicht unterstutzt.

e Bei STD-LUftern unterstitzen die e Konfigurationen mit 6 oder 8 STD- e Konfigurationen mit 3 oder 4 HPR-

LGftern mit Prozessor-TDP > 120 W
werden nicht unterstitzt.

TBU wird nicht unterstitzt. °

LGftern mit CPU TDP > 165 W werden
nicht unterstitzt.

TBU wird nicht unterstttzt.
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Tabelle 51. Konfiguration mit 8 x 3,5-Zoll-Laufwerken

Standardbetriebsunterstiitzung
(ASHRAE A2-konform)
@ ANMERKUNG: Alle Optionen werden

untersttzt, sofern nicht anders
angegeben.

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 40 °C (ASHRAE A3-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 45°C (ASHRAE A4-konform)

Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
Broadcom PCle QP 25G

NVIDIA CX6-LX PCle 25G SFP28
mit 2 Ports in Steckplatz 6

e Nicht von Dell zugelassene
Peripheriekarten und Karten fur Channel
Devices (FW) werden nicht unterstitzt.

e NIC-Stromverbrauch >= 25 W wird
nicht unterstttzt. Beispiel: CX6-Karte.

e OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
Kahlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstutzt.

e Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

e /wei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.

e BOSS M.2-Modul wird nicht
unterstutzt.

e Nicht von Dell zugelassene
Peripheriekarten und Karten fur Channel
Devices (FW) werden nicht unterstitzt.

e NIC-Stromverbrauch > = 25 W. Beispiel:
CX6-Karte.

e OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
KUhlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstutzt.

e Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

o /Zwei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.

Tabelle 52. Konfiguration mit 8 x 2,5 Zoll, 16 x 2,5 Zoll und 24 x 2,5-Zoll-Laufwerken

Standardbetriebsunterstiitzung
(ASHRAE A2-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 40 °C (ASHRAE A3-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 45°C (ASHRAE A4-konform)

e 4x STD-LUfter unterstltzen nur
Prozessor mit TDP <= 185 W

Bei STD-LUftern unterstltzen die
folgenden OCP 3.0 und NIC nur
optische Kabel mit thermischer
Spezifikation von 85 ©C und Leistung
<=12W

Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
Broadcom PCle QP 25G

NVIDIA CX6-LX PCle 25G SFP28
mit 2 Ports in Steckplatz 6

[e]

[¢]

[e]

e Konfigurationen mit 4 STD-Luftern
werden nicht unterstitzt.

e Konfigurationen mit 8 STD-Luftern mit
CPU TDP > 120 W werden nicht
unterstutzt.

TBU wird nicht untersttzt.
Nicht von Dell zugelassene
Peripheriekarten und Karten fir Channel
Devices (FW) werden nicht unterstutzt.

e NIC-Stromverbrauch >= 25 W wird
nicht unterstttzt. Beispiel: CX6-Karte.

e OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
Kihlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstutzt.

e Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

e /wei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.

e STD-Lufterkonfigurationen werden
nicht unterstitzt.

e Konfigurationen mit 4 HPR-LUftern mit
Prozessor-TDP > 165 W werden nicht
unterstutzt.

TBU wird nicht unterstttzt.
BOSS M.2-Modul wird nicht
unterstutzt.

e Nicht von Dell zugelassene
Peripheriekarten und Karten fur Channel
Devices (FW) werden nicht unterstitzt.

e NIC-Stromverbrauch > = 25 W. Beispiel:
CX6-Karte.

e OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
Kahlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstutzt.

e Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

e /wei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.

Tabelle 53. Konfiguration mit 8 x 3,5-

Zoll + 8 x NVMe-Laufwerken

Standardbetriebsunterstiitzung
(ASHRAE A2-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 40 °C (ASHRAE A3-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 45°C (ASHRAE A4-konform)

HPR-LUfter sind erforderlich.
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TBU wird nicht unterstitzt.

Nicht von Dell zugelassene

Peripheriekarten und Karten fur Channel

Devices (FW) werden nicht unterstitzt.
e NIC-Stromverbrauch >= 25 W wird

nicht unterstUtzt. Beispiel: CX6-Karte.

Anhang A. Zusatzliche technische Daten

e Konfigurationen mit 4 HPR-LUftern mit
CPU TDP > 165 W werden nicht
unterstutzt.

TBU wird nicht unterstitzt.
BOSS M.2-Modul wird nicht
unterstutzt.




Tabelle 53. Konfiguration mit 8 x 3,5-Zoll + 8 x NVMe-Laufwerken

Standardbetriebsunterstiitzung
(ASHRAE A2-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 40 °C (ASHRAE A3-konform)

Erweiterte Unterstiitzung fiir Betrieb
bei 45°C (ASHRAE A4-konform)

OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
Kuhlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstitzt.

Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.

Nicht von Dell zugelassene
Peripheriekarten und Karten fur Channel
Devices (FW) werden nicht unterstitzt.
NIC-Stromverbrauch > = 25 W. Beispiel:
CX6-Karte.

OCP-Ubertragungsrate > 25G oder
KUhlungs-Tier > 10 wird nicht
unterstutzt.

Ein optisches Kabel mit der Spezifikation
85C ist erforderlich.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die
Systemleistung kann im Falle eines PSU-
Fehlers reduziert werden.
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Anhang B. Einhaltung von Standards

Das System entspricht den folgenden Branchenstandards.

Tabelle 54. Dokumente zu Branchenstandards

Standard

URL fiir Informationen und technische Daten

ACPI Advanced Configuration and Power Interface — Technische
Daten, v2.0c

https://uefi.org/specsandtesttools

Ethernet IEEE 802.3-2005

https://standards.ieee.org/

HDG Hardware Design Guide Version 3.0 fur Microsoft Windows-
Server

microsoft.com/whdc/system/platform/pcdesign/desguide/
serverdg.mspx

IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0

intel.com/design/servers/ipmi

DDR4-Speicher DDR4-SDRAM — Technische Daten

jedec.org/standards-documents/docs/jesd/9-4.pdf

PCI Express PCl Express — Wesentliche technische Daten,
Revisionen 2.0 und 3.0

pcisig.com/specifications/pciexpress

PMBus Power System Management Protocol — Technische
Daten, v1.2

http://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/
PMBus_Specification_Part_|_Rev_1-1_20070205.pdf

SAS Serial Attached SCSI, v1.1

http://www.t10.org/

SATA Serial ATA Revision 2,6; SATA Il, SATA 1.0a-Erweiterungen,
Revision 1.2

sata-io.org

SMBIOS System Management BIOS — Referenzspezifikation, v2.7

dmtf.org/standards/smbios

TPM Trusted Platform Module — Technische Daten, v1.2 und v2.0

trustedcomputinggroup.org

UEFI Unified Extensible Firmware Interface — Technische Daten,
v2.1

uefi.org/specifications

USB Universal Serial Bus — Technische Daten, Revision 2.0

usb.org/developers/docs
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https://www.dmtf.org/standards/smbios/
https://www.trustedcomputinggroup.org/
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Anhang C - Weitere Ressourcen

Tabelle 55. Weitere Ressourcen

Ressource

Beschreibung der Inhalte

Speicherort

Installations- und Service-
Handbuch

Dieses Handbuch ist im PDF-Format verfiigbar und enthalt die
folgenden Informationen:

Gehausefunktionen

System-Setup-Programm

Systemmeldungen

Systemcodes und -anzeigen

System-BIOS

Verfahren zum Entfernen und Wiedereinsetzen
Fehlerbehebung

Diagnose

Jumper und AnschlUsse

Dell.com/Support/Manuals

Handbuch zum Einstieg

Dieser Leitfaden wird mit dem System ausgeliefert und ist
auch im PDF-Format verfugbar. In diesem Leitfaden werden die
folgenden Informationen bereitgestellt:

e Schritte fur die Ersteinrichtung
e \Wesentliche Merkmale des Systems
e Technische Daten

Dell.com/Support/Manuals

Anweisungen fur die Rack-
Montage

Dieses Dokument wird mit den Rack-Kits geliefert und enthélt
Anweisungen fur die Installation eines Servers in einem Rack.

Dell.com/Support/Manuals

Informationsaktualisierung

Dieses Dokument ist im Lieferumfang des Systems enthalten, ist
auch im PDF-Format online verflgbar und enthélt Informationen
zu Systemaktualisierungen.

Dell.com/Support/Manuals

Etikett mit Systeminformationen

Das Etikett mit Systeminformationen dokumentiert das
Layout der Systemplatine und die Einstellungen der System-
Jumper. Der Text wird aufgrund von Platzeinschrankungen
und Beriicksichtigungen von Ubersetzungen minimiert. Die
Etikettengrofie ist plattformUbergreifend standardisiert.

In der Systemgehaduseabdeckung

Quick Resource Locator (QRL)

Dieser Code auf dem Gehause kann mit einer Smartphone-
Anwendung gescannt werden und ermdglicht den Zugriff
auf zusétzliche Informationen und Ressourcen fir den
Server, einschliefllich Videos, Referenzmaterial, Service-Tag-
Informationen und Dell EMC Kontaktinformationen.

In der Systemgehauseabdeckung

Energy Smart Solution Advisor
(ESSA)

Der Dell EMC Online-ESSA erméglicht einfachere und
aussagekréaftigere Schatzungen, die Ihnen dabei helfen, die
effizienteste Konfiguration zu bestimmen. Verwenden Sie ESSA,
um den Stromverbrauch lhrer Hardware, Energieinfrastruktur und
Speicherkonfiguration zu berechnen.

Dell.com/calc
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Anhang D. Support- und
Bereitstellungsservices

Dell EMC Global Services bieten eine breite Palette von anpassbaren Services, um die Bewertung, das Design, die Implementierung,

das Management und die Wartung lhrer IT-Umgebung zu vereinfachen und Ihnen die Umstellung zwischen Plattformen zu erleichtern.
Abhéngig von lhren aktuellen geschaftlichen Anforderungen und dem gewiinschten Servicelevel bieten wir werksseitige Services, Vor-Ort-
Services, Remoteservices sowie modulare und spezialisierte Services an, die auf lhre Anforderungen und |hr Budget zugeschnitten werden
kdnnen. Fir welchen Serviceumfang auch immer Sie sich entscheiden — wir unterstiitzen Sie und bieten Ihnen Zugang zu unseren
globalen Ressourcen.

Themen:

. Bereitstellungsservices
e Dell Technologies Consulting Services

Bereitstellungsservices

Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite

Mit der ProDeploy Enterprise Suite ist Ihr Server sofort einsatzbereit und in optimierter Produktionsgeschwindigkeit. Unsere Elite-
Einsatzingenieure mit breiter und tiefgreifender Erfahrung in der Anwendung von Best-in-Class-Prozessen zusammen mit unserem
etablierten globalen Maf3stab kédnnen Ihnen rund um die Uhr und rund um den Globus helfen. Von einfachen bis hin zu den komplexesten
Server-Installationen und Software-Integrationen - wir nehmen Ihnen das Rétselraten und das Risiko beim Einsatz lhrer neuen Server-
Technologie ab.

Basic ProDeploy
Deployment | FoBePEY

Single point of contact for project management

Pre- Site readiness review

deployment Implementation planning

SAM engagement for ProSupport Plus entitled devices

Deployment service hours
Remote guidance for hardware installation or mm
Onsite hardware installation and packaging material removal Onsite

Install and configure system software [ - | Remote | onsite |

Install support software and connect with Dell Technologies

Project documentation with knowledge transfer - - | e | e |

Deployment verification
Post- Configuration data transfer to Dell EMC technical support

deployment 30-days of post-deployment configuration assistance
Training credits for Dell EMC Education Services

Deployment

Abbildung 17. Funktionen der ProDeploy Enterprise Suite

@lANMERKUNG: Hardware-Installation nicht anwendbar auf ausgewéhlte Software-Produkte.
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Dell EMC ProDeploy Plus

Von Anfang bis Ende bietet ProDeploy Plus die Fahigkeiten und die Gréf3enordnung, die fur die erfolgreiche Durchfihrung anspruchsvoller
Implementierungen in den heutigen komplexen IT-Umgebungen erforderlich sind. Zertifizierte Dell EMC-Experten beginnen mit
umfassenden Umgebungsanalysen und detaillierten Migrationsplanungen und -empfehlungen. Die Softwareinstallation umfasst die
Einrichtung der meisten Versionen der Systemverwaltungsdienstprogramme Dell EMC SupportAssist und OpenManage. Unterstitzung bei
der Konfiguration nach der Bereitstellung, Tests und Produktorientierung sind ebenfalls verflgbar.

Dell EMC ProDeploy

ProDeploy bietet eine vollstandige Service-Installation und Konfiguration sowohl der Serverhardware als auch der Systemsoftware

durch zertifizierte Bereitstellungsingenieure, einschliefllich der Einrichtung fihrender Betriebssysteme und Hypervisors sowie der meisten
Versionen der Systemverwaltungsdienstprogramme Dell EMC SupportAssist und OpenManage. Zur Vorbereitung der Bereitstellung fihren
wir eine Bereitschaftsprifung vor Ort und eine Planungstbung fir die Durchfihrung durch. Systemtests, Validierung und eine vollstandige
Projektdokumentation mit Wissenstransfer schlief3en den Prozess ab.

Dell EMC ProDeploy for HPC

HPC-Bereitstellungen erfordern Spezialisten, die wissen, dass Spitzentechnologien schnell veralten. Dell EMC stellt die weltweit
schnellsten Systeme bereit und versteht die Nuancen, die ihre Leistungsféhigkeit ausmachen. ProDeploy for HPC bietet Folgendes:
e Globales Team von dedizierten HPC-Spezialisten

e Belegte Erfolgsgeschichte, Tausende erfolgreicher HPC-Bereitstellungen

e Designvalidierung, Benchmarking und Produktorientierung

ProDeploy for HPC

Get more out of your clusterstarting Day One

Add-ons
ProDeploy Scalable HPC solution hardware installation in
for HPC any combination to fit your system requirements:

* |nstall & configure
Cluster Management
software " HPC Add-on: Individual "~ HPC Add-on: Storage

+ Configure HPC nodes nodes

and switches * Install HPC Storage Ready

Install individual server Bundle for NSS-HA
nhodes

» Validate implemented
design
» Product orientation

» Perform cluster
benchmarking

Professionally labeled
cabling

BIOS configured forHPC
OS installed

s =) Linpack

Note: Not available in Asia/Pacific countries including Japan and Greater China.

Abbildung 18. Dell EMC ProDeploy for HPC

Dell EMC - einfache Bereitstellung

Die einfache Bereitstellung sorgt fir eine problemlose professionelle Installation durch erfahrene Techniker, die Dell EMC-Server in- und
auswendig kennen.
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Dell EMC Server-Konfigurationsdienste

Mit Dell EMC Rack-Integration und anderen Dell EMC PowerEdge-Server-Konfigurationsdiensten sparen Sie Zeit, indem Sie lhre Systeme
im Rack, verkabelt, getestet und bereit fir die Integration in das Rechenzentrum erhalten. Die Mitarbeiter von Dell EMC konfigurieren
RAID-, BIOS- und iDRAC-Einstellungen vor, installieren System-Images und installieren sogar Hardware und Software von Drittanbietern.

Weitere Informationen finden Sie unter Server-Konfigurationsdienste.

Dell EMC Residency Services

Der Residency-Service unterstitzt Kunden bei der schnellen Umstellung auf neue Funktionen mit Hilfe von Dell EMC-Experten vor
Ort oder per Fernzugriff, deren Prioritdten und Zeit Sie selbst bestimmen kénnen. Residency-Experten kdnnen das Management
nach der Implementierung und den Wissenstransfer im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Technologie oder das tagliche
Betriebsmanagement der IT-Infrastruktur Ubernehmen.

Dell EMC-Datenmigrationsservice

Schitzen Sie lhr Unternehmen und Ihre Daten mit unserer zentralen Anlaufstelle fur die Verwaltung lhres Datenmigrationsprojekts.

Ihr Projektmanager arbeitet mit unserem erfahrenen Expertenteam zusammen, um unter Verwendung branchenfihrender Tools und
bewahrter Prozesse, die auf globalen Best Practices basieren, einen Plan zur Migration Ihrer vorhandenen Dateien und Daten zu erstellen,
damit Ihr Geschaftssystem schnell und reibungslos in Betrieb genommen werden kann.

Support-Services

ProSupport Enterprise Suite

Mit der ProSupport Enterprise Suite kdnnen wir lhnen dabei helfen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten, damit Sie sich

auf Ihr Geschéft konzentrieren kdnnen. Wir helfen Ihnen, die Spitzenleistung und Verflgbarkeit lhrer wichtigsten Arbeitslasten
aufrechtzuerhalten. ProSupport Enterprise Suite ist eine Reihe von Support-Services, die es Ihnen ermdglichen, die fr Ihr

Unternehmen passende Losung zu erstellen. Wahlen Sie Supportmodelle je nachdem, wie Sie die Technologie einsetzen und wo Sie
Ressourcen zuweisen méchten. Vom Desktop bis zum Rechenzentrum: Bewéltigen Sie alltégliche IT-Herausforderungen wie ungeplante
Ausfallzeiten, geschaftskritische Anforderungen, Daten- und Ressourcenschutz, Supportplanung, Ressourcenzuweisung, Verwaltung von
Softwareanwendungen und vieles mehr. Sie kdnnen lhre IT-Ressourcen optimieren, indem Sie das richtige Supportmodell auswahlen.
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Proactive, predictive and reactive support for
systems that look after your business-critical
applications and workloads

ProSupport Plus
for Enterprise

ProSupport

ProSupportfor Comprehensive 24x7 predictive and reactive Enterprise
Enterprise support for hardware and software Suite

Basic hardware Reactive hardware support during normal
support business hours

Abbildung 19. ProSupport Enterprise Suite

Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise

Wenn Sie lhren PowerEdge-Server kaufen, empfehlen wir Ihnen ProSupport Plus, unseren proaktiven und préventiven Supportservice fur
Ihre geschaftskritischen Systeme. ProSupport Plus bietet alle Vorteile von ProSupport sowie Folgendes:

Ein zugewiesener Services Account Manager, der Ihr Unternehmen und Ihre Umgebung kennt
Sofortiges erweitertes Troubleshooting von einem Techniker, der lhren PowerEdge-Server versteht

Personalisierte, préaventive Empfehlungen auf der Grundlage der Analyse von Support-Trends und bewahrten Verfahren aus dem
gesamten Kundenstamm der Dell Technologies Infrastrukturldsungen zur Reduzierung von Supportproblemen und zur Verbesserung
der Leistung

Pradiktive Analyse zur Problemvorbeugung und -optimierung durch SupportAssist

Proaktive Uberwachung, Problemerkennung, Benachrichtigung und automatische Fallerstellung zur beschleunigten Problemi®sung
durch SupportAssist

On-Demand-Berichterstellung und analysebasierte Empfehlungen, ermdglicht durch SupportAssist und TechDirect

Dell EMC ProSupport for Enterprise

Unser ProSupport-Service bietet hochqualifizierte Experten rund um die Uhr und rund um die Welt, um lhre IT-Anforderungen zu erfullen.
Wir helfen dabei, Unterbrechungen zu minimieren und die Verflgbarkeit von PowerEdge-Server-Arbeitslasten zu maximieren:

Support per Telefon, Chat und online rund um die Uhr

Vorausschauende, automatisierte Tools und innovative Technologie

Zentrale Anlaufstelle flr alle Hardware-und Softwareprobleme

Gemeinschaftlicher Support von Drittanbietern

Hypervisor-, Betriebssystem- und Anwendungssupport

Einheitliche Erfahrung, unabhéngig davon, wo Sie sich befinden oder welche Sprache Sie sprechen**

Vor-Ort-Ersatzteile und Arbeitsreaktionsoptionen, einschliefllich des nédchsten Geschaftstags oder vierstiindigen missionskritischen

@lANMERKUNG: Abhéngig von der Verflgbarkeit des Serviceangebots im jeweiligen Land.
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Enterprise Support Services

Feature Comparison ProSupport
ProSupport Plus

Remotetecmicalsupport Do

Hardware Hardware
Covered products Hardware Software Software

. Nextbusinessdayory| Next business day or
Next business day - e .. "
4hr mission critical 4 hr mission critical
3 party collaborative assistance | en
Self-service case initiation and management _—
Priority access to specialized support experts _

Assigned Services Account Manager

Semiannual systems maintenance

Abbildung 20. Dell EMC Enterprise-Supportmodell

Dell EMC ProSupport One fiir Rechenzentren

ProSupport One fir Rechenzentren bietet flexiblen standortweiten Support fir grof3e und verteilte Rechenzentren mit mehr als 1.000
Ressourcen. Dieses Angebot baut auf Standard-ProSupport-Komponenten auf, die unsere globale Reichweite nutzen, aber auf die
Bedurfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Diese Serviceoption ist zwar nicht fUr jeden geeignet, bietet aber eine wirklich
einzigartige Lésung fur die gréf3ten Kunden von Dell Technologies mit den komplexesten Umgebungen.

Team von zugewiesenen Services Account Managern mit Optionen fur Fernzugriff und vor Ort

Zugewiesener ProSupport One-Techniker und-Auf3endiensttechniker, die fir Ihre Umgebung und Konfigurationen geschult sind
On-Demand-Berichterstellung und analysebasierte Empfehlungen, ermdéglicht durch SupportAssist und TechDirect

Flexible Vor-Ort-Unterstitzung und Ersatzteiloptionen, die zu Ihrem Betriebsmodell passen

Ein maf3geschneiderter Support-Plan und Schulung fur Ihre Betriebsmitarbeiter
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Dell EMC ProSupport for HPC

ProSupport Add-on for HPC

Delivering a true end-to-end support experience across your HPC environment

Solution support

Asset-level support ProSupport Add-on

for HPC

+ Access to senior HPC experts

|
|
|
|
|
| * Advanced HPC cluster
assistance: performance,
+ interoperability,

configuration issues

» Enhanced HPC solution level
end-to-end support

* Remote pre-support
engagement with HPC
Specialists during ProDeploy

implementation

ProSupport

1

Comprehensive I
hardware and software

support with 24x7 l

access via phone, |

chat and email I

|

DELLEMC

8 © Copyright 2018 Dell Inc

Abbildung 21. Dell EMC ProSupport for HPC

Support-Technologien

Starkung lhrer Support-Erfahrung durch vorausschauende, datengesteuerte Technologien.

Dell EMC SupportAssist

Die beste Zeit, um ein Problem zu 16sen, ist, bevor es passiert. Die automatisierte proaktive und vorausschauende Technologie
SupportAssist tragt dazu bei, die Schritte und die Zeit bis zur Lésung zu verkirzen, wobei Probleme oft erkannt werden, bevor sie
sich zu einer Krise ausweiten. Zu den Vorteilen zahlen:

Wert — SupportAssist steht allen Kunden ohne zusatzliche Kosten zur Verflgung.

Verbessern der Produktivitdt — ersetzen Sie manuelle, aufwendige Routinen durch automatisierte Unterstitzung

Verkurzen Sie die Zeit bis zur Problemlésung — durch Problembenachrichtigungen, automatische Fallerstellung und proaktive
Kontaktaufnahme durch Dell EMC-Experten

e Gewinnen Sie Einblicke und Kontrolle — optimieren Sie Unternehmensgerate mit der On-Demand-ProSupport Plus-Berichterstellung in

TechDirect und erhalten Sie eine vorausschauende Problemerkennung, bevor das Problem beginnt.

®| ANMERKUNG: SupportAssist ist in allen Support-Planen enthalten, aber die Funktionen variieren je nach Service Level Agreement.

Basic
Hardware
Warranty

ProSupport
Plus
Automated issue detection and system state information collection

Proactive, automated case creation and notification

Predictive issue detection for failure prevention

Recommendation reporting available on-demand in TechDirect

Abbildung 22. SupportAssist-Modell
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Erste Schritte mit Dell.com/SupportAssist

Dell EMC TechDirect

Steigern Sie die Produktivitat des IT-Teams bei der Unterstitzung von Dell EMC-Systemen. Mit Uber 1,4 Millionen bearbeiteten
Selbstauslieferungen pro Jahr hat TechDirect seine Wirksamkeit als Support-Tool unter Beweis gestellt. Sie kénnen Folgendes
durchfuhren:

e Ersatzteile selbst versenden

e Technische Unterstitzung anfordern

e Integrieren von APls in |hr Helpdesk

Oder greifen Sie auf alle Ihre Dell EMC-Zertifizierungs- und Autorisierungsanforderungen zu. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu Dell EMC-
Produkten, so wie es TechDirect Ihnen ermdglicht:

e Studienleitfaden herunterladen

e Planen von Zertifizierungs-und Autorisierungsprifungen

e Protokolle abgeschlossener Kurse und Prifungen anzeigen

Melden Sie sich bei techdirect.dell an.

Dell Technologies Consulting Services

Unsere fachkundigen Berater helfen lhnen bei der schnelleren Umwandlung und der schnellen Erzielung von Geschéftsergebnissen fiir die
hochwertigen Arbeitslasten, die Dell EMC PowerEdge-Systeme bewaltigen kénnen.

Von der Strategie bis hin zur vollstandigen Implementierung kann Dell Technologies Consulting Sie bei der Entscheidung unterstitzen, wie
Sie Ihre IT-, Personal- oder Anwendungstransformation durchfUhren kénnen.

Wir verwenden préskriptive Ansatze und bewahrte Methoden in Kombination mit dem Portfolio und dem Partner-Okosystem von

Dell Technologies, um lhnen dabei zu helfen, echte Geschaftsergebnisse zu erzielen. Von Multi-Cloud, Anwendungen, DevOps und
Infrastrukturtransformationen bis hin zu Ausfallsicherheit, Rechenzentrumsmodernisierung, Analysen, Zusammenarbeit der Mitarbeiter und
Benutzererfahrung - wir sind hier, um lhnen zu helfen.

Dell EMC Remote-Beratungsservices

Wenn Sie sich in der Endphase der Implementierung Ihres PowerEdge-Servers befinden, kénnen Sie sich auf die Dell EMC Remote-
Beratungsservices und unsere zertifizierten technischen Experten verlassen, die Sie bei der Optimierung lhrer Konfiguration mit Best
Practices fur lhre Software, Virtualisierung, Server-, Speicher-, Netzwerk- und Systemverwaltung unterstitzen.
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Dell Financial Services (DFS)

Dell Financial Services ist ein globaler Anbieter innovativer Zahlungs- und Nutzungslésungen fir Hardware, Software und Services, der
es Unternehmen ermdglicht, die Kosten von IT-Lésungen mit dem Einsatz von Technologien und dem verflgbaren Budget auszugleichen
und entsprechend zu skalieren. DFS unterstttzt alle Kunden, vom Verbraucher tber kleine Unternehmen bis hin zu den gréf3ten globalen
Unternehmen.

Warum Zahlungslésungen von DFS nutzen?
e Zahlungslésungen optimieren: Passen Sie eine oder mehrere unserer Ldsungen an Ihre Anforderungen an und erweitern Sie |hr

Geschaft.

e Budgetbeschrinkungen liberwinden: Reduzieren Sie |hre investiven Ausgaben und geben Sie mit flexiblen Bezahlungslésungen
mehr Budget frei.

o Effizienz steigern: Flexible Zahlungstransaktionen ermdglichen es, Ihre Infrastruktur bei Bedarf zu erweitern, ohne auf ein festes
Kapitalbudget angewiesen zu sein.

Themen:

¢ Flex On Demand (FOD)
¢ Flex On Demand fur PowerEdge-Server

Flex On Demand (FOD)

e Flex On Demand (FOD) ist eine nutzungsbasierte Bezahllosung fir Dell EMC Storage, Data Protection, eine hyperkonvergente
Infrastruktur, Server, eine konvergente Infrastruktur und die Dell Technologies Cloud Platform.

e Mit Flex On Demand wird die Technologie auf Komponentenebene, basierend auf der Nutzung einer bestimmten Technologie
gemessen.

e Sie haben die Mdglichkeit, lhre zugesagte oder Basiskapazitdt auszuwahlen und monatlich zu einem vereinbarten Preis zu bezahlen.
Wenn sich die Kapazitdtsanforderungen Uber die Basiskapazitatsstufe hinaus erhdhen, kann die Pufferkapazitdt zum gleichen Preis
genutzt werden.

e Mit Flex On Demand kénnen Sie innerhalb der verfligbaren Pufferkapazitat auf- und abwérts skalieren und unvorhergesehenes
Wachstum, Workload-Spitzen und temporére Anderungen der IT-Infrastrukturanforderungen einfach managen.

Flex On Demand fiir PowerEdge-Server

Flex On Demand bietet Ihnen bisher unerreichte Flexibilitdt bei der Nutzung unserer Technologie und ermoglicht lhnen eine flexible
Skalierung nach oben oder unten, um lhre Anforderungen zu erftllen.

Wer profitiert von einem Flex On Demand-Verbrauchsmodell?
Flex On Demand bietet Kunden folgende Vorteile:

Erhalten von Cashflow

Erreichen vorhersehbarer Zahlungen bei variabler Nutzung

Hohere geschéaftliche Agilitdt durch sofortigen Zugriff auf die Pufferkapazitat

Verlagerung der Technologieausgaben von Investitionsausgaben auf laufende Betriebskosten

Mit Dell EMC PowerEdge-Servern und Flex On Demand kombinieren Sie die branchenweit bestverkauften Server mit innovativen
verbrauchsbasierten Bezahlprogrammen. Es ermdglicht Ihnen verbesserte Wirtschaftlichkeit, gesteigerte Flexibilitat und freie Wahl:

e Verbesserte Wirtschaftlichkeit: Zahlen Sie fur Serverressourcen entsprechend der tatsachlichen stindlichen Nutzung und
vermeiden Sie die Kosten fiir iberméafiges Provisioning, sodass Sie die Public-Cloud-Okonomie im Rechenzentrum erreichen kénnen.

e Gesteigerte Flexibilitat: Reagieren Sie schnell auf neue Serviceanforderungen, Arbeitslastschwankungen und
unternehmensabhangige Anderungen, um die IT-Flexibilitat zu verbessern.

e Freie Wahl: Wahlen Sie die Infrastruktur, die fur Inre Anforderungen konfiguriert ist, und den Zahlungsplan, der am besten fur Sie
geeignet ist.
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